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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the

publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC

étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et National Committees and from the following IEC
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* Annuaire de la CEI * |EC Yearbook
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* Cdtalogue des publications de la CEl .
Pyblié annuellement et mis & jour régulierement

Termindlogie
En ce qui|concerne la terminologie générale, le lecteur se , readers are referred fo IEC 50:
reportera & la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter- feal Vocabulary (IEV), which is
national (YEI), qui se présente sous forme de ch separate chapters eag¢h dealing
séparés ffaitant chacun d'un sujet défini. Deg % Full details of the IHV will be
complets gur le VEI peuvent étre obtenus sur de on requgest. See also the IEC Multilingual
Voir égalenent le dictionnaire multilingue de la CEI.
Les terme and definitions contained in the pregent publi-
cation on e either been taken from the IEV or have been
approuvés cally approved for the purpose of this publication.
Symboles graphiques raphical and letter symbols
Pour les s For graphical symbols, and letter symbols pnd signs
signes d'u approved by the IEC for general use, readers are|referred to
consultera publications:

— la — |EC 27: Letter symbols to be used in| electrical

électr technology;

- la — |EC 417: Graphical symbols for| use on

sur le equipment. Index, survey and compilatipn of the

feuillg single sheets;

- la — |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
et pour les|appareils électromédicaux, and for medical electrical equipment,

la CElI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiqguement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

IEC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D'ESSAI POUR LES MATERIAUX ELECTRIQUES,
LES STRUCTURES D'INTERCONNEXION ET LES ENSEMBLES —

Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion
(cartes imprimées)

AVANT-PROPOS

1) La CHlI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondia isati omposée
de l'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux d >objet de
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions de ng aines de
I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activité ationales.
Leur dlaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel 5sé par le
sujet fraité peut participer. Les organisations internationales, gouv htales, en
liaisor) avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI anisation
Internptionale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixég : ipns.

2) Les dgcisions ou accords officiels de la CEIl concernant les
du popsible un accord international sur les sujets étudiés,
sont représentés dans chaque comité d’études.

a mesure
ntéressés

3) Les dpcuments produits se présentent sgls i internationales. lls sopt publiés
comm normes, rapports techniques ou guid t

4) Dans |e but d'encourager l'unification internatiog i ionadx de la CEl s'engagent a appliquer de
facon |transparente, dans toute la mesure i < internationales de la CEIl dans leufs normes
nationfales et régionales. Toute divergencg en CEl et la norme nationale ou|régionale

corredpondante doit étre indig

5) La CHI n’a fixé aucune pro ¢ me indication d’ approbatlon et sa resgonsabilité
n'est pas engagée quang un ¢

6) L’attemtion est attirée sur & fai it slétments de la présente Norme internationale peyvent faire
I'objet] de droits Jde ieté 8 8, droits analogues. La CEIl ne saurait étre tgnue pour
responsable de 4@ oir i tfié de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

La Nornpe internati € établie par le comité d'études 52 de la CEl:|Circuits

imprimés, en colldbyrati ; pmités d’études 91: Technique du montage en fsurface,

et 50: Epsais d’en\ironne

Le textel de la\prés gt issu des documents suivants:
B FDIS Rapport de vote
52/627/FDIS 52/698//RVD

Le rapppri’de‘vote mdiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vofte ayant
abouti 3 I'approbation de cette norme.

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d’information.

La présente norme doit étre utilisée conjointement avec les parties suivantes de la CEIl 61189,
sous le titre générique Méthodes d’essai pour les matériaux électriques, les structures
d’interconnexion et les ensembles:

Partie 1: Méthodes d'essai générales et méthodologie

Partie 2: Méthodes d'essai des matériaux pour structures d'interconnexion

Partie 4: Méthodes d'essai des composants électroniques caractéristiques de montage
Partie 5: Méthodes d'essai des ensembles de structures d'interconnexion

et également la norme suivante:

CEIl 60068: Essais d'environnement
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST METHODS FOR ELECTRICAL MATERIALS,
INTERCONNECTION STRUCTURES AND ASSEMBLIES -

Part 3: Test methods for interconnection structures
(printed boards)

FOREWORD

1) Thel c (International Electrotechnical Commission) is a Worldwide organizatio [ i lomprising
all n i { promote
interngtional co-operation on all questions concerning standardlzat|on in the ica izfields. To
this epd and in addition to other activities, the IEC publishes Internat{onal ™S ? i aration is
entrudted to technical committees; any IEC National Committee i S i j with may
participate in this preparatory work. i , 3 s liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborate Wi AN 3 janization
for Spandardization (ISO) i i iti ) ine \ the two
organfzations

2) The fprmal decisions or agreements of the IEC on te i S sible, an
internfitional consensus of opinion on the relevant subjécts, s\ i i bSsentation
from i i i

3) The dpcuments produced have the form of re dati i i i in the form
of stapdards, technical reports or guides and tke s § e f i i se.

4) In order to promote international unificatio 3 i ernational
Standprds transparently to the maximum\ exte k i hei i i rds. Any
diver i be clearly
indicafed in the latter

5) The IE e for any
equipfnent declared to b

6) Attentjon is dra e subject
of patent rights.

Internat Printed

circuits, gy, and

technica

The text s2d on the following documents:

FDIS Report on voting
52/627/FDIS 52/698/RVD
Full infgrmation on the voting for the approval of this standard can be found in the réport on

voting indicatedinthe-abovetable-

Annexes A and B are for information only.

This standard should be used in conjunction with the following parts of IEC 61189, under
generic title Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies:

Part 1:
Part 2:
Part 3:
Part 5:

General test methods and methodology

Test methods for materials for interconnection structures

Test methods for electronic components assembling characteristics
Test methods printed board assemblies

and also the following standard
IEC 60068 Environmental testing
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INTRODUCTION

La CEIl 61189 porte sur les méthodes d'essais applicables aux cartes imprimées et équipées
ainsi que sur la robustesse des matériaux et des composants employés sans tenir compte de
leur mode de fabrication.

Cette norme est divisée en plusieurs parties distinctes qui traitent des informations a l'usage
des concepteurs et des techniciens ou ingénieurs chargés de la méthodologie des essais.
Chacune de ces parties a son but particulier; les méthodes sont groupées en fonction de leur
application et sont numérotées successivement, a mesure de leur élaboration et de leur
publication.

On a repris dans certains cas des methodes d essai elaborees par d' autres comltes d'études

(le CE B9 pUrnir a
l'utilisateur un ensemble complet de methodes dessal ionpe€s, |dans la
méthod¢ d'essai correspondante et, si cette méthode d'essai a subi S Bvigion, les
alinéas

Cette p utilisés
pour constituer > 8 sembles
électroniques. Ces méthodes sont autonomes et compoH isa ils et de
descriptjons pour que l'uniformité et la reproductibilité-de cthres Hologies
d'essai i :

Les ess pivant:

P: éthodes de préparation ou de s

V: éthodes d'essais visuels

D:

C:

M: éthodes d'

E: éthodes d'ess

N: éthode

X: éthodes d'e
Pour fagili garder une présentation cohérente et prévoir I'epansion
future, ¢ i€ par un numeéro (attribué successivement) auquel s';]noute en
préfixe pe) qui correspond au groupe auquel appartient la méthode
d'essai.
Les nu hodes d'essai ne déterminent pas une éventuelle séquence d'essfi; cette

responsfabilitéydépend/de la spécification qui impose I'exécution d'une méthode donnde. Dans
la plupgrttdes cas, la spécification appropriée indique aussi les critéres d'acceptatign et de
rejet.

L'ensemble lettre et numéro donne la référence a utiliser dans la spécification appropriée. Ainsi
«3D02» représente la deuxieme méthode d'essai des dimensions exposée dans la présente
publication.

En bref, dans cet exemple «3» représente la partie de la norme de la CEIl (61189-3), D, le
groupe de méthodes et 02, le numéro de I'essai.

L'annexe B donne la liste de toutes les méthodes d'essai de cette norme, ainsi que de celles
qui sont a I'étude. Cette annexe fera lI'objet de mises a jour lors de l'introduction de nouveaux
essais.
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INTRODUCTION

IEC 61189 relates to test methods for printed boards and printed board assemblies, as well as
related materials or component robustness, irrespective of their method of manufacture.

The standard is divided into separate parts, covering information for the designer and the test
methodology engineer or technician. Each part has a specific focus; methods are grouped
according to their application and numbered sequentially as they are developed and released.

In some instances test methods developed by other TCs (e.g.TC 50) have been reproduced
from existing IEC standards in order to provide the reader with a comprehensive set of test
methods. When this situation occurs, it will be noted on the specific test method; if the test
method is reproduced with minor revision, those paragraphs that are different are identified.

This paft of IEC 61189 contains test methods for evaluating printed bo orms of
interconnection structures. The methods are self-contained, wj ail and
description so as to achieve uniformity and reproducibility in yd test
methodglogies.
The tes{s shown in this standard are grouped according to

P: preparation/conditioning methods

V: vyisual test methods

D: dimensional test methods

C: ¢hemical test methods

M: echanical test methods

E: lectrical test methods

N: énvironmental test methods

X: iscellaneous test meth
To facilltate reference|to [ §_consistency of presentation, and to prdvide for
future gxpansio i number (assigned sequentially) added to the
prefix (dqroup co p to which the test method belongs.
The tes aveNo significance with respect to an eventual test sequerce; that
respons 3 slevant”specification that calls for the method being pefformed.
The rele ificati Ost instances, also describes pass/fail criteria.
The lett Wwmber combinations are for reference purposes, to be used by the frelevant
specification 2" represents the second dimensional test method described in this
publicat

In shortlfar this example 3 is the part of IFC standard (61189-3) D is the group of methods,
and 02 is the test number.

A list of all test methods included in this standard, as well as those under consideration is given
in annex B. This annex will be reissued whenever new tests are introduced.
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METHODES D'ESSAI POUR LES MATERIAUX ELECTRIQUES,
LES STRUCTURES D'INTERCONNEXION ET LES ENSEMBLES —

Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion
(cartes imprimées)

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 61189 constitue un recueil de méthodes d'essai représentant les
méthodologies et les procédures qui peuvent étre appliquées pour essayer les matériaux
utilisés pour fabriquer des structures d'interconnexion (cartes imprimées) et des ensembles.

2 Réféfences normatives

Eférence

61189.
normatif
ie de la
écentes
edent le

qui y egt faite, constituent des dispositions valables pour la présents
Au monjent de la publication, les éditions indiquées étaient en Wgue

n: Essai

pudure.

quantité
d'erreur

Les don

- le
— ur
entre le client et le fournisseur.

— un arbitrags

Dans nfmporte laguelle de ces circonstances, il est essentiel que la confiance puigse étre
placée dans les données d'essai en termes de:

— exactitude: étalonnage des instruments et/ou du systéme d'essai;
— précision: la reproductibilité et I'incertitude dans le mesurage;
— résolution: I'adaptation des instruments et/ou des systémes a l'essai.

3.1 Exactitude

Le régime par lequel I'étalonnage d'usage de l'équipement d'essai est entrepris doit étre
clairement déclaré dans la documentation qualité du fournisseur ou de I'organisme conduisant
I'essai et doit satisfaire aux exigences du paragraphe 4.11 de I''SO 9002.
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TEST METHODS FOR ELECTRICAL MATERIALS,
INTERCONNECTION STRUCTURES AND ASSEMBLIES —

Part 3: Test methods for interconnection structures
(printed boards)

1 Scope and object

This part of IEC 61189 is a catalogue of test methods representing methodologies and
procedures that can be applied to test materials used for manufacturing interconnection

structures (printed boards) and assemblies.

2 Nornjative references

The follpwing normative documents contain provisions which,
constitufe provisions of this part of IEC 61189. At the time of p
were valid. All normative documents are subject to revisiop/a

his text,

indicated

s based
he most

recent gditions of the normative documents indicated be > Z’and ISO maintain

register$ of currently valid International Standards.

State

IEC 60068-2-20: 1979, E
Amendment 2 (1987)

Errors 4
below e

Test da

- to
- to
- to

In any

steady

n given
count.

st data

—h

in terms of:
— accuracy: calibration of the test instruments and/or system;
— precision: the repeatability and uncertainty of the measurement;

— resolution: the suitability of the instruments and/or system for the test.

3.1 Accuracy

The regime by which routine calibration of the test equipment is undertaken shall be clearly
stated in the quality documentation of the supplier or agency conducting the test, and shall

meet the requirements of 4.11 of ISO 9002.
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L'étalonnage doit étre conduit par un organisme accrédité auprés d'un institut national ou
international de métrologie. Il convient qu'il y ait une chaine ininterrompue de raccordement
jusqu’a un étalon national ou international.

Si I'étalonnage suivant une norme nationale ou internationale n'est pas possible, les
techniques «inter-laboratoires» peuvent étre utilisées et munies de piéces justificatives pour
renforcer la confiance dans I'exactitude du mesurage.

L'intervalle d'étalonnage doit étre normalement d'un an. L'équipement qui se trouve en dehors
des limites acceptables d'exactitude doit étre soumis & des intervalles d'étalonnage plus
courts. Un équipement qui se trouve régulierement dans des limites acceptables peut étre
soumis a des intervalles d'étalonnage assouplis.

un rappe } i i i S chaque
instrumyg + % de
déviatio

Une procédure doit étre mise en oeuvre pour résoudre toute situgti i ge situe
en dehdrs des limites d'étalonnage.

3.2 Précision

La loi ¢'incertitude de toute technique de mesurs
systémgtiques et aléatoires. Toutes les estimations
confiange, le minimum étant de 95 %.

certitudes a| la fois
sur un seul niveau de

Les incprtitudes systématiques sont gé€néra 2 i prendre

— lep incertitudes dans ['étalonnagey

— lep erreurs dues a Kutilrsatj ' iti iffé e celles
dans|lesquelles il a ;
- le )-

Les incgrtitudes a i ' nt de ngmbreuses sources, mais peuvent étre déduites du

mesurage repété
individuglles. Elle

donc pas nécessaire d'isoler les contjibutions

— de atoixes telles que celles dues aux variations d'un pdramétre
d'infl ¢ i ~ es changements dans les conditions atmosphériques rédliisent la
reprd ibwi ¢

—ur
ou l'ipcertitude’d’i

mohilité, telle que le réglage d'un pointeur sur un repére conventionnel
erpolation entre les graduations d'une échelle analogique.

Agrégatjon des incertitudes: L'addition géométrique (racine carrée de la somme des| carrés)
des incertifudes peut étre utilisée dans la plupart des cas.  |'erreur d'interpolation est
normalement ajoutée séparément et peut étre acceptée comme étant 20 % de la différence
entre les graduations les plus fines de I'échelle de l'instrument.

[1)2 2
t i(U5+Ur)+ui

U

U; est l'incertitude totale

Us est l'incertitude systématique
U, estl'incertitude aléatoire

U, estl'erreur d'interpolation
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The calibration shall be conducted by an agency having accreditation to a national or
international measurement standard institute. There should be an uninterrupted chain of
calibration to a national or international standard.

Where calibration to a national or international standard is not possible, "round robin"
techniques may be used, and documented, to enhance confidence in measurement accuracy.

The calibration interval shall normally be one year. Equipment consistently found to be outside
acceptable limits of accuracy shall be subject to shortened calibration intervals. Equipment
consistently found to be well within acceptable limits may be subject to relaxed calibration
intervals.

A record of the calibration and maintenance history shall be maintained for each instrument.
These T corde chauld ctata thao incartainty af thao calihratinn tachniana (et 0 dansi tlon) |n
cords—sheuld—state—thedheertainty—of-thecalibrationtechnique{r—==-Jb—devia

order thpt uncertainties of measurement can be aggregated and determi

A procefdure shall be implemented to resolve any situation where a

$d to be
outside fcalibration limits.

3.2 Pregcision

The ungertainty budget of any measurement technigue | . systemgtic and
random| uncertainties. All estimates shall be basgd sonfidence leyel, the
minimum being 95 %.

System ude all
uncerta

— cqli

— eI e under

— e

Randon sources but can be deduced from repeated
measure , it is not necessary to isolate the individual
contrlbI

- r i ! those due to the variation of an influence pafameter.

Typid ; pheric conditions reduce the repeatability of a measurement;

— urjcg i \mi 6n, such as setting a pointer to a fiducial mark, or intefpolating

betwg
Aggregati uncelNainties: Geometric addition (root-sum-square) of uncertainties |may be

used in|most cases, IAterpolation error is normally added separately and may be accepted as
being 2(|) %/ of the difference between the finest graduations of the scale of the instrumgnt.

U = (U2 +U?) + U

where

Uq is the total uncertainty
Us is the systematic uncertainty
Ur  is the random uncertainty

U is the interpolation error


https://iecnorm.com/api/?name=9699f1c528eadeb7bf0df84ccc575470

-12 - 61189-3 © CEI: 1997

Détermination des incertitudes aléatoires: L'incertitude aléatoire peut étre déterminée par
mesurage répété d'un parametre et manipulation statistique ultérieure des données mesurées.
La technique suppose que les données présentent une distribution normale (gaussienne).

U = ta/\/ﬁ
ou
U, est l'incertitude aléatoire
n est 'effectif de I'’échantillon

t est le point pourcentage de la distribution «t» tiré du paragraphe 3.5 ou des tables
statistiques

o estI'écart type (on_1)

3.3 Répolution

Ce qui|compte le plus est que l'équipement d'essai utilisé soit Bolution
suffisante. Les systémes de mesurage utilisés devraient étre ition de
10 % (op meilleure) de la tolérance sur la limite d'essai.

On peuf accepter que certaines technologies puissent 2
résolutign (par exemple: résolution optique).

e sur la

3.4 Rapport

En plus
sur:

apport doit fournir dep détails

- la

— I'dstimatioX ¢ g€ et la ou les limite(s) de fonctionnement fésultant
pour |l'essai;

3.5 Dig

Le table < 2 et 99 %
en fonction d e dans le
cas des
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Determination of random uncertainties: Random uncertainty can be determined by repeated
measurement of a parameter and subsequent statistical manipulation of the measured data.
The technique assumes that the data exhibits a normal (Gaussian) distribution.

U= ta/\/F

where

U, is random uncertainty

n is the sample size

t is the percentage point of the "t' distribution (from 3.5, statistic tables)
o is the standard deviation (on_1)

3.3 Refolution

It is paramount that the test equipment used is capable of sufficient sprement

systemgq used should be capable of resolving 10 % (or better) of the

It is ac¢epted that some technologies will place a physical |
optical nesolution)

iqn (e.qg.:

3.4 Report

In addifion to requirements detailed in the test speci o eportshall detail:

— the test method used;

— the identity of the sample(s);
— thp test instrumentation;

— the specified limit(s);
— arn estimate of meast
— th

— th

ultant working limit(s) for the tes

—F

3.5 St

Table 1|gi "t for 95 % and 99 % confidence levels, as a functidn of the
number 3 ¢ i icient to use 95 % limits, as in the case of the|worked
example ] 8
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Tableau 1 — Distribution « t» de Student

Effectif de Valeur t Valeur t Effectif de Valeur ¢ Valeur t
I'échantillon 95 % 99 % I'échantillon 95 % 99 %
2 12,7 63,7 14 2,16 3,01
3 43 9,92 15 2,14 2,98
4 3,18 5,84 16 2,13 2,95
5 2,78 4,6 17 2,12 2,92
6 2,57 4,03 18 2,11 2,9
7 2,45 3,71 19 2,1 2,88
8 2,36 3,5 20 2,09 2,86
9 534 3-36 24 268 55
10 2,26 3,25 22 2,075 (28]
11 2,23 3,17 23 207 U D\ 2
12 2.2 3,11 24 \ 20 e \28
13 2,18 3,05 25 \2,08 N\ 27

3.6 Limites d'incertitude suggérées
Les incgrtitudes cibles suivantes sont suggérées:

a) Tension <1 kV:
b) Ténsion > 1 kV:
c) Courant < 20 A:
d) Courant > 20 A:

+ + + 1+

Résistance

e) Terre et continuité:
f) Isplement:
g) Fréquence:

Temps g}
h) Intervalle < 8

i) Intervalle > 60

M

k) M

) M

n) Dimen

0) Dimensien

p) Teémpérature < 100 °C: 1

q) Temperature >166—=°C: 3,59
r) Humidité de 30 a 75 % HR: %5 % HR

Epaisseurs de la métallisation

s) Méthode de rétrodiffusion: + 10 %
t) Microsection: 2 um

u) Contamination ionique: +10 %
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Table 1 — Student’'s "

t" distribution

3.6 Supgested uncertainty limits
The foll

a) Vv
b) Vv
c) C
d) C

ltage < 1 kV:
Itage > 1 kV:
irrent < 20 A:
irrent > 20 A:

Resistance

e) Earth and nu ‘
f) In}ulation:

g) Frequency:

bwing target uncertainties are $

Sample tvalue tvalue Sample tvalue tvalue
size 95 % 99 % size 95 % 99 %
2 12,7 63,7 14 2,16 3,01
3 43 9,92 15 2,14 2,98
4 3,18 5,84 16 2,13 2,95
5 2,78 4,6 17 2,12 2,02
6 2,57 4,03 18 2,11 2,9
7 2,45 371 19 2,1 2,88
8 2,36 35 20 ARNEE]
9 2,31 3,36 21 20~ o\
10 2,26 3,25 22 Crdvs N\ 28
11 2,23 3,17 23 N N\20L N [\ 29
12 2,2 3,11 24, \| X N 28
13 2,18 3,05 25\ w \ 2,7
N N

Time
h) In t1ls
i) In +2%
LY +0,5%
k) M +1%
) Mpass > 100 g3 2%
m) Force: TZ%
n) Dimension < 25 mm: +0,5%
0) Dimension > 25 mm: +0,1 mm
p) Temperature < 100 °C: +15%
gq) Temperature > 100 °C: +35%
r) Humidity 30 to 75 % RH: +5%RH
Plating thicknesses
s) Backscatter method: +10 %
t) Microsection: 2 pm
u) lonic contamination: +10 %
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4 Recueil de méthodes d'essai approuvées

La présente norme donne des méthodes d'essai spécifiques largement détaillées pour
permettre leur mise en oeuvre en renvoyant au minimum a d'autres procédures spécifiques.
L'application de méthodes génériques de conditionnement par exposition recourt a des renvois
aux méthodes des CEI 61189-1 ou CEl 60068 par exemple, qui deviennent partie obligatoire
de la méthode normalisée d'essai lorsqu’elles sont applicables.

Chaque méthode possséde son titre propre, son numéro et son état de révision afin de
permettre la tenue a jour et I'amélioration des méthodes d'essai en fonction de I'évolution des
exigences de l'industrie ou des demandes de méthodologies nouvelles. Les méthodes
s'articulent en groupes et en essais individuels.

5 P: Mgthodes d'essais de préparation ou de conditionnement

6 V: Mgthodes d'essais visuels

6.1 Essgai 3V01l: Méthode de grossissement 3 X
6.2 Essgai 3V02: Méthode de grossissement 10
6.3 Essai 3V03: Méthode de grossiss

6.4 Essai 3V04: Contrble visuel générg

7 D: ME
7.1 Es
7.2 gt espacement (a I'étude)
7.3 AHomatisé  (a l'étude)

7.4 bal imepsionnel, généralités  (a I'étude)
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4 Catalogue of approved test methods

This standard provides specific test methods in complete detail to permit implementation with
minimal cross-referencing to other specific procedures. The use of generic conditioning
exposures is accomplished in the methods by reference, for example IEC 61189-1 and
IEC 60068 and when applicable, is a mandatory part of the test method standard.

Each method has its own title, number and revision status to accommodate updating and
improving the methods as industry requirements change or demand new methodology. The

methods are organized in test method groups and individual tests.

5 P: Preparation/conditioning test methods

6 V: Vipual test methods

6.1 Tes$t 3V0O1l: 3 X magnification (under considerati

6.2 Tes$t 3V02: 10 X magnification (under conside
6.3 Tes$t 3V03: 250 X magnification

6.4 Tes$t 3V04: General visual (under

7 D: Dimensional testmethe

7.1 Te$t 3D01:
7.2 Test 3D02:
7.3 Test 3D0O3:
7.4 Test 3DOA

ideration)
(under consideration)

(under consideration)

imation, general  (under consideration)
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8 C: Méthodes d'essais chimiques

8.1 Essai 3C01
(a I'étude)

8.2 Essai 3C02:

(a I'étude)

8.3 Essai 3C03:

(a I'étude)

8.4 Essai 3C04:
8.5 Essai 3CO05:

Inflammabilité, cartes imprimées rigides aprés enlévement du métal

Inflammabilité, essai au fil incandescent sur cartes imprimées rigides

Inflammabilité, essai au brdleur-aiguille sur cartes imprimées rigides

Résistance aux solvants et aux flux (d I'étude)
Corrosion électrolytique, films rigides et minces (a I'étude)

Inflammahilitd accai a1 fil incandacecant clir cartac IMnriméoe ria
e R e e SSatatt e ae S itSu— a8 SHRpHHEEeSHHgt

8.6 Essai-3606:

(a|'étude)

8.7 Essai 3C07:

(a|'étude)

8.8 Essgai 3C08:
8.9 Essgai 3C09:

8.10 Esgsai 3C10: Contamination organique superficie

8.11 E
8.12 E

Inflammabilité, essai au brlleur-aiguille sur cartes i

Combustion verticale (& I'étude)

Absorption d'eau  (a I'étude)

(a I'ét

(a 'étude)

Ide)
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8 C: Chemical test methods

8.1 Test 3C01: Flammability, rigid printed board metal removal
8.2 Test 3C02: Flammability, rigid printed board glow-wire test

8.3 Test 3C03: Flammability, rigid printed board needle flame test
8.4 Test 3C04: Solvent and flux resistance  (under consideration)
8.5 Test 3CO05: Electrolitic corrosion, rigid and thin film (under consideration)

8.6 Test 3C06: Flammability, glow-wire test, rigid printed boards

8.7 Test 3C07: Flammability, needle flame, rigid printed boards

8.8 Test 3C08: Vertical burning (under consideration)

(under consideration)
(under consideration)

(under consideration)

(under consideration)

(under consideration)

8.9 Test 3C09: Water absorption (under consideration)
8.10 Test 3C10: Surface organic contaminates (in-house)
8.11 Test 3C11: Resistivity of solvent extract (ionic contaminate

8.12 Test 3C12: Surface organic contaminates (infrared)

W
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9 M: Méthodes d'essais mécaniques

9.1 Essai 3MO01: Force d'adhérence, conditions atmosphériques normales (a I'étude)
9.2 Essai 3M02: Force d'adhérence, température élevée

9.3 Essai 3M03: Force d'arrachement, trous métallisés sans pastilles (a I'étude)

9.4 Essai 3M04: Planéité (a I'étude)

9.5 Essai 3MO05: Force d'adhérence, cartes imprimées souples, conditions
atmosphériques normales

9.5.1 Objet

Déterminer la force d'adhérence d'un conducteur imprimé de 1 mm et/gy 3 mm de IJrge, sur
les cartgs imprimées souples. Le présent esszai est applicable aux gorducteurg“en\cpivre de
valeur nominale égale et supérieure a 305 g/m°.

9.5.2 Hprouvettes

venable

— L'essai est effectué sur au moins quatre conducteurs(rectij
§ bn, d'un

et dg largeur uniforme, choisis sur des parties spégcifiée
couppn d'essai, ou d'un coupon d'essai composé.

— D¢ préférence, il convient que la longueur des.condiycteurs 2 75 mm.
— Lgs conducteurs de largeur inférie

— Sif des conducteurs de la carte d'entre
eux gont essayés.

Dang le cas ou ce sont les feuilles 5 et non
pas fles cartes imprim guatre
impressions conductric 5 et/ou 3 mm et longues de 230 mm, deux
dans| le sens de fabricati ] dans le sens perpendiculaire. Pour un
stratifié double face C ' 9 vettes que I'on essaie pour chaque flace. On
laiss¢ la feuill i S nomessayé pour assurer la stabilité du matériau et
évite[ sa déf@ p ¢ toyrant. Dans le cas de matériaux recouverts d'une
feuille de cuiv aférieure & 305 g/m?, I'épaisseur du cuivre peut étre

augnjentée par x 3 bcedé€ permettant de déposer du cuivre ductile, de|fagcon a

9.5.3
Pour led a ~ gillages et matériaux suivants doivent étre utilisés:
a) urn de traction permettant une vitesse de pelage de (50 + 5) mn{/min;

b) une pince peruméttant de serrer sur toute sa largeur le bout détaché de la fquille de

cuivre;

€) un enregistreur adéquat de type numérique, capable d'enregistrer la force de pelage a
une vitesse d'au moins trois points par seconde. Ou, a défaut, un enregistreur adéquat de
type analogique capable d'enregistrer et de représenter la courbe de la force d'arrachement;

d) un tambour tournant librement (figure 1a) permettant de garder la direction de la force
de traction a (90 = 5)° du plan de cartes imprimée;

e) des procédés de production adéquats doivent étre utilisés pour préparer les impressions
d'essai sur la feuille des panneaux plaqués cuivre;

f) une regle rectiligne adéquate ou des dispositifs optiques, avec lecture a 0,01 mm preés,
pour mesurer la largeur des conducteurs a essayer.
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echanical test methods

9.1 Test 3MO01: Peel strength, standard atmospheric conditions (under consideration)

9.2 Test 3M02: Peel strength, elevated temperature  (under consideration)

9.3 Test 3M03: Pull-out strength, landless plated through hole (under consideratio

9.4 Test 3M04: Flatness (under consideration)

9.5 Test 3MO05: Peel strength, flexible printed boards

9.5.1 Object

To dete
printed

9.5.2 Tlest specimens

- Tme test shall be carried out on a minimum of four straighit condyct

n)

Fmine the peel strength of a 1 mm and/or 3 mm wide printed co
board.

flexible

e length

and uniform width taken from specified parts of a production board, , or of a
composite test coupon.

— The conductor length should preferably be not les

- C

In th of the
prodliction boards, the sample unit af the etched
condpctor patterns of 1 mm and/or 3 achine
direcfion and two in the transverse sample
unit shall be prepared de may
remgin to provide stap nting> of the specimen from the rotafy drum
durinjg testing. In th ynit area
less than 305 g/m?, [tb 335 g/m?

by any proceduge in
9.5.3 T @

The foll

a) a
b) a

c) af
less
able

d) free“wheeling rotary drum (figure 1la), to keep the direction of pull at (90 £ 5

plan

to reeorthand display the peel load profile;

which is

° to the

£ 4l H-E -0~ I N ol
Ul uic Jrnncu vuaryd,

e) adequate production processes shall be used to prepare the test patterns on a sheet of

copp

er-clad panel;

f) a suitable straight rule or optical devices, reading to 0,01 mm, for measuring the width of

the c

onductors to be tested.


https://iecnorm.com/api/?name=9699f1c528eadeb7bf0df84ccc575470

-22 - 61189-3 © CEI: 1997

9.5.4 Marche a suivre
9.5.4.1 Conditionnement

Les éprouvettes sont conditionnées durant 24 h dans les conditions normales de laboratoire,
(23 £ 2) °C et (45 £ 5) % d’humidité relative (HR). Le temps de stabilisation peut étre réduit si
I'on a pu mettre statistiguement en évidence que le type de produit considéré peut se contenter
d'un temps de stabilisation plus court. Pour un essai normal, les conditions atmosphériques
normales doivent étre utilisées.

9.5.4.2 Mesure

Mesurer et noter la largeur du conducteur essayé a 0,01 mm preés. Une extrémité du
conducteur est detachee du materlau de base sur une dlstance d'environ 10 mm qui soit

suffisange léquate,
par ex dans la
plague supérieure a I'emplacement du conducteur a détacher ou en latt 3 ambour
rotatif t i gktrémité

détaché e Sur la
maching ant une
directionp a (90 + tache a
une vitepse de (50 + 5) mm/min, la force nécessaire pour bngueur
d'au mojns 25 mm doit étre détachée de chacun des qug

La forcq de pelage doit étre enregistrée en continu S byennes
des fordes doivent étre calculées automatiqueme endant Cha [ imées sur

une feullle de relevés, ou alors la courle des

9.5.4.3 | Détermination des résultats

Une lopgueur d'au moms 50 mm \doi
corresppndant a la premig ¢
pas pris|en considération.

MOTENE ctachée; les forces d'arra¢hement
abx ejng pxemiers millimétres de longueur|ne sont

Si on utjlise un enkegis UMEri calctler la force d'adhérence pour chaque conducteur
en utilispnt la fok

force moyenne (N) selon 9.5.4.2

force d'a
largeur du conducteur (mm)

Si on utll
corresp

analogique, faire la moyenne des enregistrements sur le graphique
dans la partie la plus stable du graphique.

La moyénne des quaire valeurs d'essai est alors calculée et enregistrée comme étant|la force

d'adhér¢nce:

9.5.5 Rapport
Le rapport doit comporter:

a) le numéro de l'essai et I'indice de révision;

b) la date de I'essai;

¢) l'identification du matériau essayé,;

d) les conducteurs essayés;

e) la force d'adhérence minimale;

f) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai.
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9.5.4 Procedure
9.5.4.1 Conditioning

As a referee condition specimens for 24 h at standard laboratory conditions (23 + 2) °C and
(45 £ 5) % RH. Stabilization time may be reduced if statistically sound evidence has been
generated on the specific product line to support the shorter stabilization time. For normal
testing, standard atmospheric conditions shall be used.

9.5.4.2 Measurement

Measure and record the width of the tested conductor to the nearest 0,01 mm. One end of the
conductor shall be detached from the base material for a distance of about 10 mm, and
sufficient for the apparatus used. The test board shall be supported in a suitable way, for
exampleg—by—ctamping—between—two—flatrigic—ptates—with—a—cttout—n—thetpper—ptate for the
conductpr to be peeled, or by attaching to a rotating drum as shown infigures Xand|(2 (see
also IEQ 60249-1, figure 6). The detached end of the conductor shall p& gripped over ifs entire
width off in the jaws of the clamp on the tensile testing machine, and a Steadiy. Increaging pull
shall bel applied in a direction (90 + 5)° to the plane of the printed\poard\untiNthe cghductor

i 3 rech A'length of

at least

The peé age valuels of the
loads d ok hesprinted out on a fofm, or a
profile d

9.5.4.3

A minim Ading to either the first 1|s or the
first 5 m

Where
following formula:

el streng@

peeb strength for each conductor using the

bver the

b) the test date;
c) the identification of the material tested,;

d) conductors being tested;
e) minimum peel strength;
f) any deviation from this test method.
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9.5.6 Informations complémentaires

La force nécessaire pour courber le conducteur essayé influe sur la force d'adhérence
mesurée. L'importance de cet effet croit lorsque I'épaisseur du conducteur croit.

Au cas ou il se produit une déformation excessive des éprouvettes de pelage, on peut
appliquer un matériau de maintien adéquat au dos de I'éprouvette. Un support en verre
époxyde nu peut étre un excellent moyen de maintien de référence.

la Dispo
L'épro
tambo

cordo
dispog

1b Mont

tid Wetid A RLLL LS

1c

IEC 357/97

¥ la surface d'un tambour” pivotant sur son axe. La traction s'exerce entr,

e |'axe du

a arracher, le tambour pivotant de fagon a maintenir constant I'angle de pelage fequis. Un

lié d'une part ad pourtour du tambour, d'autre part a un point fixe situé a la verticale au s
itif peut étre utifisé pour régulariser la rotation.

bmmet du

£l +4 £l HN|
G ESEPTOUVERESTEXIOTES

Les éprouvettes flexibles peuvent étre collées par leur face arriere sur un matériau rigide et essayées.

1c Dispositif de fixation des éprouvettes flexibles

L'éprouvette peut étre maintenue dans un dispositif de fixation pour éviter toute déformation. La bande a peler

passe

a travers une fente juste assez large pour permettre son passage sans difficulté.

Figure 1 — Equipement pour le mesurage de la force d'adhérence
des cartes imprimées souples

* La force causée par la friction des parties rotatives, indiquée par l'instrument de mesure, ne doit pas dépasser 50 mN. Cette
force ne doit pas dépasser non plus 10 % de la force totale mesurée durant I'essai d'adhérence.
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9.5.6 Additional information

The force required to bend the test conductor will affect the measured peel strength. The

magnitu

de of this effect will increase as the conductor thickness increases.

In the event that excessive tenting of the peel specimens occur, suitable support material may
be applied to the back of the test specimen. A reference support material may be unclad epoxy
glass material.

la Arran

The s
spindl

-Th

@%

1c

IEC 357/97

pecimen is held’against the surface of a freely rotating drum®. The pull is exerted between

pand’the test strip, and the drum rotates to maintain the required angle of detachment. A cord a|

the cir

£ e £ ol HpY £ Il I I ot 4l P
cumrerenceantto—a At POt veructany avovemay ot St to enSure—SMootT 1 otaton:

1b Mounting of flexible specimens

Specimens may be cemented on the back to rigid material and tested.

1c Support fixture for flexible specimens

the drum
tached to

The specimen may be held in a fixture to prevent distortion. The peeled strip emerges through a slot in the
fixture just wide enough to allow it to pass without restriction.

Figure 1 — Measuring equipment for peel strength of flexible printed boards

* The force caused by friction of the rotating parts indicated by the measuring device shall not exceed 50 mN. It

shall also

not exceed 10 % of the total force measured during the peel strength test.
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9.6 Essai 3M06: Résistance aux flexions répétées, cartes imprimées souples (a I'étude)
9.7 Essai 3M07: Force d'arrachement, pastilles avec trous non métallisés (a I'étude)

9.8 Essai 3M08: Résistance a I'abrasion des revétements organiques de surface
de la carte imprimée (a I'étude)

9.9 Essai 3M09: Degré de polymérisation des revétements organiques de surface
de la carte imprimée (a I'étude)

10 E: Méthodes d'essais électriques

10.1 Essai 3EOL: Isolement du circuit (a I'étude)
10.2 Egsai 3E02: Continuité du circuit  (a I'étude)
10.3 Espsai 3E03: Résistance d'isolement, couches de surface &)
10.4 Essai 3E04: Résistance d'isolement, couches internes
10.5 Egsai 3E05:
10.6 Eg$sai 3E06: Dérive de fréquence (a I'étude
10.7 Eg$sai 3EQ7: Impédance du circugt
10.8 Essai 3E08: Variation de la résistange de
(af I'étude)

10.9 Essai 3E09:

10.10 Essai 3E10: Epf

10.11 Essai 3E és
(a I'étude

10.12 [Essai 3E12"R (a I'étude)

10.13 | (a I'étude)
10.14 | (a I'étude)
10.15 ayve de courant, conducteurs  (a I'étude)

10.16 [Essai 3E16~Vdriation de résistance du trou métallisé, choc thermique (a I'dtude)

10.17 a 3Et7Détermmmatiomr de timpédance caractérstigue e progucton pa
réflectométrie, domaine temporel (a I'étude)
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9.6 Test 3M06: Flexural fatigue, flexible printed board (under consideration)
9.7 Test 3M07: Pull off strength, lands with plain holes (under consideration)

9.8 Test 3M08: Resistance of abrasion of printed board organic surface coatings
(under consideration)

9.9 Test 3M09: Degree of cure of printed board organic surface coatings
(under consideration)

10 E: Electrical test methods

10.1 Test 3E01: Circuit isolation (under consideration)
10.2
10.3
10.4
10.5

est 3E02: Circuit continuity  (under consideration)

bst 3E03: Insulation resistance, surface layers
bst 3E04: Insulation resistance, internal layers

pst 3E05: Insulation resistance, between layers

10.7
10.8

bst 3E07: Circuit impedance (under consideration

T
T

T

T

10.6 Test 3E06: Frequency drift  (under consideration)
T

Test 3E08: Plated through hole resistance cha
(under consideration)

10.9 Test 3E09: Voltage proof, surfacedayers

10.10 Test 3E10: Voltage proof, betwe

10.11 Test 3E11: Interconnection resistat
(Wnder consideration)

10.12 Test 3E12: Resista
10.13
10.14
10.15

(under consideration)
(under consideration)
(under consideration)

10.16 1 < gistance change, thermal shock

10.17 1 217 duction determination of characteristic impedance by time domai

=)
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11 N: Méthodes d'essais relatifs a I'environnement

11.1 Essai 3NO1: Choc thermique par immersion dans un bain d'huile a 260 °C
11.1.1 Objet

Le but de cet essai est de déterminer I'aptitude d'une éprouvette de carte imprimée a trous
métallisés (PTH) a supporter un choc thermique spécifié, par immersion dans un fluide
chauffé. Le présent essai est aussi applicable aux trous a partir des quels l'interconnexion est
réalisée avec d'autres technologies que le procédé des trous métallisés.

11.1.2 Eprouvettes

Les spéei - 4 2 lage=toutage, ou une
méthodé équ i 8gats de la

Le spéd >petites

possiblgs des trous métallisés puissent étre vues dans une mic

Normalg¢ment, le spécimen doit étre préconditionné dan d'air a
125 °C pendant une durée désignée dans la spécifica refroidir
dans les$ conditions atmosphériques normales jusqua c lessous

de 35 °C. Le temps de reprise ne doit pas dépasse

11.1.3 Wppareillage d'essai et matéria

a) un conteneur de chauffage capable au e
a26q*y °C;

b) dg 'huile silicon

uide et de maintenir la température

c) un thermomne 25 mm
au-de¢ssous de

d) un

e) urn u fluide
ne s¢

f) un orme a

(125

11.1.4

Le spér‘ men doit étre plaré sur le support

Le spécimen doit étre maintenu dans une position horizontale et immergé a une profondeur de
25 mm dans le fluide chauffé.

Le spécimen doit rester immergé dans le fluide pendant la durée donnée dans la spécification
applicable.

Le spécimen doit étre enlevé du bain et laissé refroidir a la température ambiante.
Apreés refroidissement, le spécimen doit étre nettoyé avec de l'alcool isopropyle et séché a l'air.

Le spécimen doit alors étre microsectionné suivant I'essai 3X09 de la présente norme et
examiné pour conformité.
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11 N: Environmental test methods

11.1 Test 3NO1: Thermal shock, immersion, oil bath at 260 °C
11.1.1 Object

The purpose of this test is to determine the ability of a printed board with plated through holes
(PTH) test specimen to withstand a specified thermal shock by immersion in a heated fluid.
This test is also applicable to holes from which interconnection is achieved with technologies
other than the plated through hole process.

11.1.2 Test specimens

Specim ns shall bhe removed from - the pnnnl or-test coupon hy cnu\ling, rnnfi«n-gknr apn-eguivalent

method] Allow sufficient clearance to prevent damage to the area to be tested.

Removq the specimen in such a manner that at least three of the djacent

size plajed through holes can be viewed in a finished microsection,

°C for a
under s$tandard
shall no{ exceed

As a referee, the specimen shall be preconditioned in an air
time designated in the relevant specification, then allotwed
atmospheric conditions until its temperature is below 35~ 1
8 h.

11.1.3 [Test apparatus and materials

The follpwing test apparatus and materra

a) a heating container capable of h 3 °C;

b) a kilicone oil or an

c) athermometer fg blow the

surface;

d) afimer ca
e) a holder with"igx
260 9C;

fy a

Nt below

°C.

11.1.4

The speci

The spdcimen shall be held in a horizontal position and immersed to a depth of 25 mmn in the
heated ftuttk:

The specimen shall remain immersed in the fluid for the time given in the relevant
specification.

The specimen shall be removed from the oil bath and allow to cool down to ambient
temperature.

After cooling, the specimen shall be cleaned with propan 2-OL (isopropyl alcohol) and air dried.

The specimen shall then be microsectioned in accordance with test 3X09 of this standard and
examined for conformance.
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11.1.5 Rapport
Le rapport doit comprendre:

a) le numéro de I'essai et I'indice de révision;
b) la date de l'analyse;

c) l'identification du matériau essayé;

d) le temps d'immersion;

e) les résultats de la microsection comprenant le décollement interlaminaire, I'interconnexion,
la séparation, les fissures dans les trous traversants, les pastilles décollées et le
refoulement de résine, mais non limités a ceux-ci.

f) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai.

11.1.6 {nformations complémentaires

Un fluide convenable doit avoir une température d'auto-allumage adi\dessus_des °C, une
tempérdture de décomposition au-dessus de 270 °C et une conduigti se résidpance a
I'oxydation comparables a celles du méthylephénylepolysiloxane

Le présent essai est aussi applicable en tant qu’ét t avant
I'évaluation de la méthode de résistance des trous métajli e.
Bien qug I'attention soit généralement portée sur led p it$ 2 iabilité, leg grands
trous p¢uvent pourtant faire I'objet d’'upe attent i & ous ont
réussi cet essai.

sur un bain de brasure, 280 °C (a I'dtude)

11.2 Efsai 3N0®0

11.3 Esgsai 3N03:

e au fer (al'étude)
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11.1.5 Report
The report shall include:

a) test method and revision index;

b) date of analysis;

c) identification of the material tested;
d) immersion time;

e) results of the microsectional evaluation including but not limited to delamination, inter-
connection, separation, through-hole cracks, lifted lands, and resin recession;

f) any deviation from this test method.

11.1.6 dditional-information

pberature
Iphenyl-

A suitable fluid shall have a self-ignition temperature above 300 °C, de m

above 270 °C and conduction and oxidation resistance comparable
polysiloxane.

This test is also applicable as a precondition step prior to th gh hole

resistance test method 3E16 of this standard.

Although reliability concerns are normally focused @
reliability concern even though the smallest holes have p@ass

11.2 Tést 3N02: Thermal &l S (under consideration)

11.3 Teést 3NO3: Ther

9,

(under consideration)
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11.4 Essai 3N04: Choc thermique, dans un bain d'alliage a 260 °C
11.4.1 Objet

Le but de cet essai est de déterminer I'aptitude d'une éprouvette de carte imprimée a trous
métallisés (PTH) a supporter les chocs thermiques répétés par immersion dans un bain
d'alliage fondu. Le présent essai est aussi applicable aux trous a partir desquels
I'interconnexion est réalisée avec d'autres technologies que le procédé des trous métallisés.

11.4.2 Eprouvettes

Les spécimens doivent étre enlevés du flan ou de I'éprouvette par sciage, détourage ou une
méthode équivalente. Il faut permettre un dégagement suffisant pour prévenir des dégats a la
Zone a essayer.

Le spédimen doit étre enlevé de facon telle qu'au moins trois des dim petites
possiblg des trous métallisés puissent étre vues dans une microsection
Normalg¢ment, le spécimen doit étre préconditionné dans une £ d'air a

125 °C pendant une durée désignée dans la specmcatlon apphable i i ifir dans
les conglitions atmosphériques normales jusqu'a ce que i Sous de
35 °C. Ue temps de reprise ne doit pas dépasser 8 h.

11.4.3 WAppareillage d'essai et matériaux

a) un
statid

de 26

b) ur s , e%t re du fluide a une profondeur de|25 mm

au-d¢

riqguement, contrélé [thermo-
a température d'essai foit étre

C) un

d) un
maxi

teneur

e) un

f) un
(125

iforme a

11.4.4
Le spéc

Le spégimen et le fil doivent étre assemblés dans la fixation pour maintenir la |position
appropr éde-de la carte et du-fil

L'oxyde du pot d'alliage doit étre enlevé et le spécimen immergé a une profondeur de 25 mm
dans l'alliage fondu. La durée d'immersion doit étre de (4 £ 0,5) s.

Le spécimen doit étre enlevé du pot de bain d'alliage et laissé refroidir a la température ambiante.

Une seconde immersion pendant (4 + 0,5) s doit simuler le choc thermique de fil débrasé.
Aprés refroidissement, une troisieme immersion simulera le rebrasage du fil.

Le spécimen doit étre nettoyé, si exigé.

Le spécimen doit alors étre microsectionné suivant I'essai 3X09 de la présente norme et
examiné.
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11.4 Test 3N0O4: Thermal shock, solder immersion at 260 °C

11.4.1 Object

The purpose of this test is to determine the ability of a printed board with plated through holes
(PTH) test specimen to withstand repeated thermal shocks by immersion in a bath of molten

solder. This test is also applicable to holes from which interconnection is achieved with other
technologies than the plated through hole process.

11.4.2 Test specimens

Specimens shall be removed from the panel or test coupon by sawing, routing or an equivalent
method. Allow sufficient clearance to prevent damage to the area to be tested.

The spdcimen shall be removed in such a manner that at least three of the smallest possible

adjacent size plated through holes can be viewed in a finished microsecti

As a referee the specimen shall be preconditioned in an air circulatis
time designated in the relevant specification, then allowed
atmospheric conditions until its temperature is below 35 °C. The
8 h.

3C for a
tandard
exceed

11.4.3 [Test apparatus and materials
The follpwing test apparatus and materials shall be

a) a polder pot of suitable design, &lectricaf ‘ fically controlled and filled to
a depth of at least 75 mm. Test temp throughout the test;
b) a fthermometer for measuring the e solder at a depth of 25 min below
the surface;
c) alimer capable of res
d) aJow- or non-act

e) a puitable fixture
f) afirculatin r

11.4.4 Procedure

bntent;

°C.

The sp€ci be coated with the flux.

The spegi
wire pogition

e wire shall be assembled into the fixture to maintain proper bdard and

Any oxi@le shall be oved from the surface of the solder, and the specimen immersed to a
depth of 25.mm in the molten solder. The immersion time shall be (4 + 0,5) s.

The specimen shall be removed from the solder pot and allowed to cool down to ambient
temperature.

A second immersion for (4 + 0,5) s shall simulate the thermal shock of unsoldering the wire.
After cooling, a third immersion will simulate the resoldering of the wire.

The specimen shall be cleaned if required.

The specimen shall then be microsectioned in accordance with test 3X09 of this standard and
examined for conformance.
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11.4.5 Rapport
Le rapport doit comprendre:

a) le numéro de I'essai et I'indice de révision;
b) la date de l'analyse;

c) l'identification du matériau essayé;

d) le temps d'immersion;

e) les résultats de la microsection comprenant le décollement interlaminaire, I'interconnexion,
la séparation, les fissures dans les trous traversants, les pastilles décollées et le
refoulement de résine, mais non limités a ceux-ci;

f) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai.

11.4.6 {nformations complémentaires

Les troi$ immersions constituent le premier cycle de brasure. Si plu ffectué,
deux immersions doivent étre ajoutées pour chaque cycle supplém total de
cycles doit étre celui indiqué dans la spécification appropriée.

Bien que I'attention soit généralement portée sur les petjt peuvent

pourtant faire I’objet d’'une attention particuliere méme si le its ant réussi cet ¢ssai.

W
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11.4.5 Report
The report shall include:

a) test number and revision index;

b) date of analysis;

c) identification of the material tested;
d) immersion time;

e) results of the microsectional evaluation including but not limited to delamination,
interconnection, separation, through-hole cracks, lifted lands, and resin recession;

f) any deviation from this test method.

11.4.6

The thre
two immn
specifie

Althoug
reliabilit

dditional information

e immersions are the first soldering cycle. If more than one
ersions shall be added for each additional cycle. The total n
H in the relevant specification.

n reliability concerns are normally focused on sma
y concern even though the smallest holes have pa

W

has\b
raf €

np

formed,

les.shll be as

es may gtill be a
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Figure 2 — Fixation des pinces pour essai de choc thermique, brasage au trempé
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Figure 2 — Plier fixture for thermal shock test, dip soldering
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11.5 Essai 3N05: Choc thermique par flottage sur un bain d'alliage a 288 °C
11.5.1 Objet

Le but de cet essai est de déterminer I'aptitude d'une éprouvette de carte imprimée a trous
métallisés (PTH) a supporter les chocs thermiques spécifiés par flottage du spécimen sur un
bain d'alliage fondu. Le présent essai est aussi applicable aux trous a partir desquels
I'interconnexion est réalisée au moyen de technologies autres que le procédé des trous
métallisés.

11.5.2 Eprouvettes

Les spécimens doivent étre enlevés du flan ou de I'éprouvette par sciage, détourage ou une
méthode équivalente. Il faut permettre un dégagement suffisant pour prévenir les dégats de la
zone a gssayet:

Le spéd petites
possiblg
Normalg d'air a
125 °C . ‘ idir dans
les conglitions atmosphériques normales jusqu'a ce que ) 5ous de
35 °C. le temps de reprise ne doit pas dépasser 8 h.
11.5.3 Wppareillage d'essai et matériaux
L'appargillage et les matériaux suivants

a) une chambre a circulation d'aip—¢ maintenir la température uniforme a

(125t 5) °C;

b) un pot d'alliage de
statiquement et contens
d'esdai soit de (288 £ 3) °

C) ur thermomi e pérature d'alliage a une profondeur de|25 mm

ffé électriguement, contrdlé |thermo-
n62 ou Sn63. Il faut que la température

au-dessous dg
d) un minuteure

e) un aximale

de 0,
11.5.4

La surfg

e fondu
t flotter

Tout ox
de telle
pendant

mianiere qu'un seul c6té soit en contact avec l'alliage. Les spécimens doive
Les spécimens doivent étre enlevés du pot d'alliage et laissés refroidir a la température
ambiante.

Apres refroidissement, le spécimen doit étre nettoyé avec de I'alcool isopropyle et séché a l'air.

Le spécimen doit alors étre microsectionné suivant I'essai 3X09 de la présente norme et
examiné pour conformité.
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11.5 Test 3NO5: Thermal shock, floating, solder bath 288 °C

11.5.1 Object

The purpose of this test is to determine the ability of a printed board with plated through holes
(PTH) test specimen to withstand a specified thermal shock by floating the specimen on molten

solder. This test is also applicable to holes from which interconnection is achieved with other
technologies than the plated through hole process.

11.5.2 Test specimens

Specimens shall be removed from the panel or test coupon by sawing, routing, or an equivalent
method. Allow sufficient clearance to prevent damage to the area to be tested.

The spdcimen shall be removed in such a manner that at least three of the smallest possible
adjacent size plated through holes can be viewed in a finished microsecti
As a referee, the specimen shall be preconditioned in an air circulati 3C for a
time designated in the relevant specification, then allowed tandard
atmospheric conditions until its temperature is below 35 °C. The exceed
8 h.
11.5.3
The foll
a) a °C:
b) a Hermostatically controlled and
contg emperature shall be (288 + 3) {C;
c) a e solder at a depth of 25 min below
the s
d) a
e) lo
11.54
The sur
Any oxi( ; ated on
the mol IS e at only one side is in contact with the solder. The spgcimens
shall bel|f
The sp ambient
tempers

After cooling, the specimen shall be cleaned with propan 2-OL (isopropyl alcohol) and air dried.

The specimen shall then be microsectioned in accordance with test 3X09 of this standard and
examined for conformance.
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11.5.5 Rapport
Le rapport doit comprendre:

a) le numéro de I'essai et I'indice de révision;
b) la date de l'analyse;

c) l'identification du matériau essayé;

d) le temps d'immersion;

e) les résultats de la microsection comprenant le décollement interlaminaire, I'interconnexion,
la séparation, les fissures dans les trous traversants, les pastilles décollées et le
refoulement de résine, mais non limités a ceux-ci.

f) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai.

11.5.6 {nformations complémentaires

Le prégent essai est aussi applicable comme une étape de p if t avant
I'évaluation de la méthode de résistance des trous métallisés 3E16 de la\pré .

peuvent

Bien que I'attention soit généralement portée sur les petit
pSsal.

pourtant faire I'objet d’'une attention particuliere méme si leg

W
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11.5.5 Report
The report shall include:
a) test method and revision,;
b) date of analysis;
¢) identification of the material tested;
d) immersion time;

e) results of the microsectional evaluation including but not limited to delam
interconnection, separation, through-hole cracks, lifted lands, and resin recession;

f) any deviation from this test method.

11.5.6 Additional information

This tejl is also applicable as a precondition step prior to the evaluatio
hole registance test method 3E16 of this standard.

Although reliability concerns are normally focused on small hol
reliability concern even though the smallest holes have passed

W

S,

ination,

f the platéed|through

ill be a
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11.6 Essai 3N06: Essai continu de chaleur humide
11.6.1 Objet

Le but de cet essai est de déterminer l'adéquation des composants, des équipements ou
d'autres articles pour I'utilisation et le stockage sous des conditions de haute humidité relative.

Cet essai est principalement destiné & permettre I'observation des effets de haute humidité a
température constante sur une période prescrite.

11.6.2 Eprouvettes
Non spécifiées.

11.6.3 Appareillage d'essai ef matériaux

11.6.3.1 Chambre d'essai
La chanpbre d'essai est construite de sorte que:

a) la| température et I'humidité de la chambre soient Epositifs

détegteurs localisés dans l'espace de fonctionnement;
b) la] température et I'humidité relative puissent 40 + 2] °C et
(93%) % HR;
c) I'dau condensée soit continuellement drainég § e soit pas réufilisée, a
moing qu'elle ait été repurifiée;
d) lofsqu'une chambre de type a i ilisée I'eau/doit avoir une résistiyité non
inférieure a 500 Qm.

11.6.3.2 Précautions
Des préfautions doivent éte prg

rmes et
Epositifs

a) lep conditions d
auss| similair
de contrble;

b) le Ren pécimen en essai n'influencent pas sensiblement les
condjti a l'i S

c) I'g tomber

sur lg spéci
11.6.4

Le spédi canique

selon le

Le spécimen doit étre conditionné comme suit:

a) le spécimen doit étre mis dans la chambre dans I'état précisé dans la spécification
appropriée. Pour éviter la condensation sur le spécimen, il peut étre préchauffé a la
température de la chambre;

b) selon les exigences de la spécification applicable, la durée de conditionnement peut étre de:

4 jours,

10 jours,
21 jours,
56 jours;
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11.6 Test 3N06: Damp heat, steady state
11.6.1 Object
The purpose of this test is to determine the suitability of samples of printed board materials,

printed boards and printed board assemblies for use and storage under conditions of high
relative humidity.

This test is primarily intended to permit the observation of the effects of high humidity at
constant temperature over a prescribed period.

11.6.2 Test specimens

Not specified.

11.6.3 [Test apparatus and materials

11.6.3.) Testing chamber
A testing chamber, so constructed that:

a) the temperature and the humidity of the chamber<a devices

locatpd in the working space;

b) th % RH;
c) th d again
unlegs it has been re-purified;

d) w bSs than
500 m.

11.6.3.4 Precautions
Precaut|ons shall be taken tb.en
a) the conditions p S t th milar as
poss|ble to thre ailing(n theiimmediate vicinity of the monitoring devices;

b) th
condjti

pecimen under test do not appreciably influence

C) Ng ad Wate G e walls and roof of the test chamber can falll on the
spec
11.6.4

be visually inspected and electrically and mechanically checked, as
At specification.

The sp
required

by the'reteya

11.6.4.1 Conditioning
The specimen shall be conditioned as follows:

a) the specimen shall be put into the chamber in the state specified in the relevant
specification. To avoid condensation on the specimen it can be pre-heated to the chamber
temperature;

b) as required by the relevant specification, conditioning time can be:

4 days,

10 days,
21 days,
56 days;
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¢) noter que la spécification applicable peut demander le chargement et/ou des mesures
durant le conditionnement ou a la fin de celui-ci pendant que le spécimen est encore dans
la chambre.

11.6.4.2 Reprise
La reprise du spécimen doit se dérouler comme suit:
a) avant toute mesure, le spécimen doit étre repris aux conditions atmosphériques

normales pour une durée non inférieure & 1 h et non supérieure a 2 h;

b) si les conditions atmosphériques normales ci-dessus ne sont pas adaptées pour le
spécimen a essayer, la spécification applicable peut appeler d'autres conditions de reprise;

c) la spécification applicable doit indiquer si des précautions spéciales doivent étre prises
en ce qui concerne I'enlévement de I'humidité superficielle.

11.6.4.3 Contréle

t canique

Le spédimen doit étre contrdlé visuellement et subir une véréficati
S pesures

selon Igs exigences de la spécification appropriée. Sauf spécificat
doivent Etre terminées dans la limite de 30 min aprés I'enlévem

11.6.5 Rapport
Le rappprt doit comprendre:

a) le[numéro de la méthode d'essai et I'indice
b) lajdate de I'essai;

¢) l'igentification des matériaux;
d) la|procédure de conditionnement;
e) la
f) le

11.6.6
Les info

a) la
b) le
c) I'8
d) la
e) le
f) Igz
apres

g) le
h) les conditions de reprise si elles sont différentes des conditions normales;

riode(s)

i) les vérifications électrique et mécanique a faire a la fin de l'essai, les paramétres a
mesurer d'abord et la période maximale autorisée pour la mesure de ces parametres.

11.7 Essai 3NO7: Essai cyclique de chaleur humide (& I'étude)
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¢) note that the relevant specification may call for loading and/or measurements during, or
at the end of, conditioning while the specimen is still in the chamber.

11.6.4.2 Recovery
The specimen shall be recovered as follows:

a) before any measurements the specimen shall recover at standard atmospheric conditions
for not less than 1 h and not more than 2 h;

b) if the standard conditions given above are not appropriate for the specimen to be tested,
the relevant specification may call for other recovery conditions;

¢) the relevant specification shall state whether any special precautions shall be taken
regarding removal of surface moisture.

11.6.4.3—rspection

ecked, as
thall be

The specimen shall be visually inspected and electrically and m
requireq by the relevant specification. Unless otherwise specifie
completed within 30 min after being removed from the chamber.

11.6.5 Report
The repprt shall include:

a) tept method number and revision index;
b) the date of the test;

¢) the identification of the materials

d) preconditioning procedure;

e) cqnditioning time;

f) refcovery conditions if/sther than st an%

11.6.6 Additional inforg

Information requirgd in
a) precondititﬁk
b) el
c) st
d) cd
e) lo

f) el
be p4

g) sH

h) recoveryconditionsifother-thanstandard;

ey shall

ecial-precautions to be taken regarding removal of surface moisture;

i) electrical and mechanical checks to be made at the end of the test, the parameters to be
measured first and the maximum period allowed for the measurement of these parameters.

11.7 Test 3NO7: Temperature cycling (under consideration)
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11.8 Essai 3N08: Choc thermique par immersion dans un bain de sable fluidifié a 260 °C
11.8.1 Objet

Le but de cet essai est de déterminer I'aptitude d'une éprouvette de carte imprimée a trous
métallisés (PTH) a supporter un choc thermique spécifié par immersion dans du sable chauffé.
Le présent essai est aussi applicable aux trous a partir desquels l'interconnexion est réalisée
au moyen de technologies autres que le procédé a trous métallisés.

11.8.2 Eprouvettes

Les spécimens doivent étre enlevés du flan ou de I'éprouvette par sciage, détourage ou une
méthode équivalente. Il faut permettre un dégagement suffisant pour prévenir les dégats de la
Zone a essayer.

Le spédimen doit étre enlevé de facon telle qu'au moins trois des dim petites
possiblgs des trous traversants puissent étre vues dans une microsect
Normalg¢ment, le spécimen doit étre préconditionné dans une £ NG d'air a
125 °C pendant une durée désignée dans la spécification apgli i i dans les
conditiops atmosphériques normales jusqu'a ce que sa te i b 35 °C.
Le temps de reprise ne doit pas dépasser 8 h.
11.8.3 Wppareillage d'essai et matériaux
L'appargillage et les matériaux suivant

a) un bain de sable fluidifié de contrélé

thermostatiguement et maintenu a (2€
b) un

,.
emplpacement que celufoccypé n;

c) un minuteur capgble d iothde+ 1

le dans approximativement e méme

d) un support ayec ité thennique tellement faible que le sable ne soit pas porté
au-dg¢ssous

e) une chambre rme de

(125t 5) °C.

11.8.4

Le spéc

Le spéc mmergé

dans le

A ot A4 ! &gl 1 : 4 £ HPX HED- N | + 4 4 o 4
Le SpeC ITIET Uit ©© TIeve Uu Udllt ©UTTITUIUTD a4 Ta IETTpgeTaturc arimoiaritc.

Le spécimen doit alors étre microsectionné suivant I'essai 3X09 de la présente norme et
examiné pour conformité.
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11.8 Test 3N08: Thermal shock, immersion, fluidized sand bath at 260 °C

11.8.1

Object

The purpose of this test is to determine the ability of a printed board with plated through holes
(PTH) test specimen to withstand a specified thermal shock by immersion in heated sand. This
test is also applicable to holes from which interconnection is achieved with other technologies
than the plated through hole process.

11.8.2

Test specimen

Specimens shall be removed from the panel or test coupon by sawing, routing, or an equivalent

method.

Allow sufficient clearance to prevent damage to the area to be tested.

The spdcimen shall be removed in such a manner that at Teast three of
adjacent size plated through holes can be viewed in a finished microsecti

As a referee, the specimen shall be preconditioned in an air circulati
time designated in the relevant specification, then allowed

atmosp
exceed

11.8.3
The foll

a) a
cont
b) a
locat
c) a

d) a
beloy

e) a

11.8.4

The speci

The spe _

specific

The spe

e smallest

eric conditions until its temperature is below 35 °C
8 h.
Apparatus and test materials

thermometer for measuring the tepperat
on that will be occypied by ¢ ec

holder with lo i Yat the temperature of the sand is not

v 260 °C;
circulati , 3 Qf nvaintaining uniform temperature at (125 +5
Procedure
cime the holder.
e imigersed edgewise in the heated sand for the time given in the

ciméenyshall be’removed from the sand bath and cooled to ambient temperature

bossible

3C for a
tandard
hall not

tatically

e same

brought

°C.

relevant

The specimen shall then be microsectioned in accordance with test 3X09 of this stand

examined for conformance.

ard and
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11.8.5 Rapport
Le rapport doit comprendre:

a) le numéro de la méthode d'essai et I'indice de révision;
b) la date de l'analyse;

c) l'identification du matériau essayé;

d) le temps d'immersion;

e) les résultats de la microsection comprenant le décollement interlaminaire, I'interconnexion,
la séparation, les fissures dans les trous traversants, les pastilles décollées et le
refoulement de résine, mais non limités a ceux-ci;

f) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai.

11.8.6 {nformations complémentaires

Le présent essai est aussi applicable en tant qu'étape de t avant
I'évaluati .

Bien qup grands
trous péd ous ont

réussi c

119 E$ mMprimées (a I'éfude)
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11.8.5 Report
The report shall include:

a) test method and revision index;

b) date of analysis;

c) identification of the material tested;
d) immersion time;

e) results of the microsectional evaluation including but not limited to delamination,
interconnection, separation, through-hole cracks, lifted lands and resin recession;

f) any deviation from this test method.

11.8.6 dditional-information

This tesft is also applicable as a precondition step prior to the evaluatiog ot p, gh hole
resistance test method 3E16 of this standard.

Although reliability concerns are normally focused on small hg y still be a
reliability concern even though the smallest holes have passed tt

11.9 Test 3N12: Moisture and insulatiq
(under consideration)
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Récipient intérieur —_| e :
e P L ¢
. (7N T e T | — Masse du bain
Isolation — -
[ i :
Eléments chauffants ~ e
( \arre-de-contsdlo-et-dentrée d'air
/
Plaque poreuse —1I:
Récipient extérieur
Circuit] électrique et boitier {
de cornexion
r[:l] Q Régiiatioh énergétique
I N I (AN
< ()
loc de sécurité
IEC |346/97
Principes|de fonctionnement

De petites$ particules solides pe > au moyen d’'un courant de gaz (air) adgquat. Un
croquis en coupe d'un bai i-dessus. De l'air propre, sec, sous uneg| pression
constantel d’environ 2 N/cm7 e it d’'une conduite d’air, via une vanne de contrple, a une
chambre pous le diffyseur plagye poreuse assure un flux d’air uniforme a travels toute la
section d récipient le lit de sable solide.

Quand la , le lit de sable solide n’est pas remué et l'air se faufilgd entre les
particules}; de pression est proportionnelle a la quantité d’air admis.|Quand la
vanne esf r les particules les ameénera a se séparer, et toute la massg du lit de
sable s’a ésent se comporte comme un fluide et est dit «fluidifié». Une plpis grande
ouverture pagnée par une plus grande baisse de pression, laguelle reste cqnstante a
une valeu de la colonne de particules. Mais le lit de sable deviendra plus tyrbulent et
aura l'asp lition. Le meilleur transfert calorifique et les températures les plus unifofmes sont
obtenues anstet état d’ébullition.

Figure 3 — Bain de sable fluidifié
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Inner case —_|

Insulation —

Heaters .
f

>~ Overspill flange

- Bath medium

Control valv

—

Porous plate

Outer case

]
i

/

LT

E

gy yegulator

Small soljd particles can be readi
section off a fluidized sand bp

or from a

ensures g

sand bed

As the coptrol valvel is

ahd bed remains undisturbed and the air finds its way be
drop is proportional to the rate of flow of air.

- Fail safe unit

IEC |346/97

tic cross-
m a pump

ous plate
the solid

tween the

particles;|under suc As thg valve is
openedfu i cause them to separate and the whole mass of the bed cap be seen
to have e behayes as a fluid and is said to be “fluidized”. Further opening of the valve is not
accompalni ssurg drop, which remains constant at a value corresponding to the h¢ad of the
column o es more turbulent and will have the appearance of boiling liquid.| The best
heat trangf mperatures are obtained when the bath is in this “boiling” state.

Figure 3 — Fluidized sand bath
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12 X: Méthodes d'essais diverses

12.1 Essai 3X01:
12.2 Essai 3X02:
12.3 Essai 3X03:
12.4 Essai 3X04:
12.5 Essai 3X05:

12.6 Essai 3X06:

Adhérence du revétement, méthode du ruban adhésif
Adhérence du revétement, méthode du brunissement
Porosité, exposition au gaz  (a I'étude)

Porosité, électrographie, revétement d'or sur cuivre
Porosité, électrographie, revétement d'or sur nickel

Epaisseur de métallisation (a I'étude)

61189-3 © CEI: 1997

(a I'étude)

(a I'étude)

(a I'étude)

(a I'étude)

24

@%
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12 X: Miscellaneous test methods

12.1 Test 3X01: Plating adhesion, tape method (under consideration)

12.2 Test 3X02: Plating adhesion, burnish method (under consideration)

12.3 Test 3X03: Porosity, gas exposure (under consideration)

12.4 Test 3X04: Porosity, electrographic, gold on copper (under consideration)
12.5 Test 3X05: Porosity, electrographic, gold on nickel (under consideration)

12.6 Test 3X06: Plating thickness (under consideration)

@%
8
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12.7 Essai 3X07: Brasabilité, essai de trempage des bords pour les pistes de brasage
des conducteurs pour montage en surface et les pastilles de raccordement

12.7.1 Objet

Cet essai décrit les méthodes, les définitions des défauts et donne les illustrations pour
I'évaluation de la brasabilité des pistes de brasage des composants pour montage en surface
et des pastilles de raccordement, en utilisant un testeur de trempage des bords. Cet essai est
destiné a l'usage a la fois du vendeur et de ['utilisateur.

Cette méthode d'essai ne doit pas étre interprétée comme un processus de production de la
brasure ou de I'étamage pour la préparation ou la brasure des cartes imprimées ou sous-
ensembles.

La détellmination de la soudabilité est effectuée pour vérifier que les progessusde fabrication
des carfes imprimées et le stockage ultérieur n'ont pas eu d'effet défavofable sur feosondabilité
de ces|portions de cartes imprimées destinées a étre soudées. S iné par
I'évaluation de l'essai de soudabilité de la portion spécimen d'uQe QU ¢ coupon
représeptatif, qui a été fabriqué comme une partie du panneau dg i a Shjte enlevé
pour essgai par la méthode chaoisie.

L'object|f de la méthode d'essai de soudabilité décrite est
de surface et des pastilles de raccordement de mod
supporter les rigueurs des processus d'assemblage.

s pistes
e et de

12.7.2 Eprouvettes

12.7.2.) Exigences pour spécimen d'es

Le spégimen d'essai doit étre un coupon repré
essayer} ou la carte entiepe, si st dan3
profondeur d'immersion définie sOit pessiblexLe

lot ou d'

ne portion de la carte impffimée a
\jj€s des dimensions, de sortg que la
spécimen d'essai doit étre représentatif d'un

Lorsqueg le spéci gur essai d'acceptation de cartes imprimées, le

nombre|de spécin

12.7.2.2

Le spéd mpléte,
Si cette pon qui
est reprg Sition de

coupon.
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12.7 Test 3X07: Solderability, edge dip test for surface mount conductors and
attachment lands

12.7.1 Object

This test describes the methods, defect definitions, and gives illustrations for assessing
solderability of printed board surface conductors and attachment lands, using an edge dip
tester. This test is intended for use by both customer and supplier.

This test method shall not be interpreted as a production soldering or tinning procedure for
preparation or soldering of printed boards or assemblies.

The solderability determination is made to verify that the printed board fabrication processes
and subsequent storage have had no adverse effect on the solderability of thase portions of the
printed poard intended to be soldered. This is determined by evaluation ¢f the solderability of
the test|specimen portion of a board, or of a representative coupon, whj bcessed
as part of the panel of boards, and subsequently removed for testing pexthe ected.

The objective of the solderability test method described is y of the
surface|conductors and attachment lands to wet easily with t and the
rigours pf the assembly processes.

12.7.2 [Test specimens

12.7.2.1 Test specimen requirements

The test specimen shall be a repreSentativé 8 ino of the printed boalfd being
tested, ¢r a whole board, if within size limjts, ossible.

The tes{ specimen shall be representatiye-of the

When the test specimen i

ted board acceptance, the nymber of
test specimens shall be dé [

Hication.

12.7.2.4 Test specim

The tesf specim ative portion of the board, or a complete board, if the
latter is|small enoug ; x 50 mm, or a coupon that is representatiye of the
commoi board fe ggested coupon style.
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Figure

12.7.2.3

La durs
directricg

12.7.2.3

Caté

Caté

Ifil ]II[;}

Q
\§‘\
AY

N
M
>

10000000

sions en milllimeétres

4 — Spécimen proposé pour I

IEC 359/97

téri tiq@ ontage en surface

5 lignes
bsement

e$ qui seront brasées dans les 30 jours a partir df la date
et qui sont susceptibles d’étre soumises a une exposition

aux cartes qui sont susceptibles de faire I'objet d’'un dtockage
2'a six mois a partir de la date de fabrication et d’étre soumisgs a une
exposition thermique ou a la brasure modérée.

Caté

orie 5. durapliite maXimale du revetement

Destinée aux cartes qui sont susceptibles de faire I'objet d’un long stockage
(plus de six mois) a partir de la date de fabrication et d'étre soumises a des
étapes de processus thermiques ou de brasure sévéres.

Tableau 2 — Vieillissement acc éléré et exigences de l'essai

Catégorie Préconditionnement Flux
1 (Minimale) Pas de vieillissement Type de production
2 (Moyenne) Pas de vieillissement Colophane (voir 12.7.3.1.2)
3  (Maximale) Vieillissement de 8 h Colophane (voir 12.7.3.1.2)
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Figure 4 — Suggested testspesi

Coating durability

IEC 359/97

Dimensions in rpillimetres

surfdce mount features

following are guidelines for detg¢rmining
ageing and solderability testing ghall be

53 which will be soldered within 30 days from [time of
and are likely to experience minimum thermal of solder

d for boards which are likely to experience storage up to six] months
romytime of manufacture, and are likely to experience moderate th¢rmal or
soider exposures.

Cate

.
yuly 9.

H i Al il
ITTIAATITTUTIT Luatitily uurauvitity

Intended for boards which are likely to experience long storage (over six
months) from time of manufacture and/or are likely to severe thermal or
solder processing steps.

Table 2 — Accelerated ageing and test requirements

Category Preconditioning Flux
1 (Minimum) No ageing Production type
2 (Average) No ageing Rosin (see 12.7.3.1.2)
3 (Maximum) | 8 h ageing Rosin (see 12.7.3.1.2)
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12.7.3 Appareillage d'essai et matériaux
12.7.3.1 Matériaux

12.7.3.1.1 Brasure

La brasure doit étre de composition Sn60 ou Sn63. D'autres alliages peuvent étre utilisés selon
accord entre le vendeur et l'utilisateur. La composition de la brasure, comprenant les niveaux
de contamination pendant l'essai, doit étre maintenue dans les limites indiquées dans le
tableau 3.

Tableau 3 — Limites maximales des contaminants du bain d'alliage

Contaminant ) Limite maximale
du poids du contaminan{?
A\
Cuivre

Or

Cadmium
Zinc

Aluminium

Antimoine

Fer
Arsenic <

Bismuth

0,100

Q\ 0,010
N\
brasure |d0it étre maintenue dans les
i nowinaVa utiliser. La teneur en étain

la éme fréquence que Il'essai de
e reste du bain doit étre du plomb

or, cadmium, zinc, et

12.7.3.4.

Une col non-agtivé ayant une composition nominale de 25 % par poids d'eau defgomme
de colo type LR3CN dans un solvant a 99 % dalcool |sopropyle doit étre
utilisée. peuvent
étre util
(par exemple, le flux actlve comme specme en 6. 62 de Ia CEI 60068 2-20 — voir aussi
12.7.6.1.2 ci-dessous).

NOTE - Il convient de prendre des précautions pour le stockage des flux utilisés dans I'essai de brasabilité afin
de maintenir le contenu des solides et d'éviter la contamination.

12.7.3.1.3 Matériau d'enlevement de flux

Le matériau utilisé pour le nettoyage des spécimens d'essai avant les évaluations de
brasabilité doit étre capable d'enlever les résidus de flux visibles.
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12.7.3 Test apparatus and materials
12.7.3.1 Materials

12.7.3.1.1 Solder

The solder shall be composition Sn60 or Sn63. Other alloys may be used upon agreement
between customer and supplier. The composition of the solder shall be maintained within the
limits as referenced in table 3.

Table 3 — Maximum limits of solder bath contaminants

VAU COTTAMTITTANT
Contaminant 1) weight limit 2)

Copper
Gold
Cadmium
Zinc
Aluminium
Antimony
Iron <
Arsenic

Bismuth

iver
Nick Q> 0,010
z\r\ \N
N

Il be maintained within + 1 %
. Tin content shall be tested at the
copper/gold contamination. The

A non-agti in ha 'ng a nominal composition of 25 % by weight water white gum rpsin, for
|n a solvent of 99 % isopropyl alcohol, shall be used. The dengity shall
3.%£,0,005) g/cm at 25 °C. Other fluxes may be used for solderability testing o 1Iy upon
agreemen PP in 6.6.2
of IEC 60068-2-20 — see also 12.7.6.1.2 below).

NOTE — Caution should be taken in the storage of fluxes used for solderability testing in order to maintain the
solids content and to avoid contamination.

12.7.3.1.3 Flux removal material

Material used for cleaning test specimens prior to solderability evaluations shall be capable of
removing visible flux residues.
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12.7.3.2 Equipement
12.7.3.2.1 Pot/bain d'alliage

Un bain d'alliage statique contr6lé thermostatiqguement et de dimensions suffisantes pour
contenir les spécimens doit étre utilisé. Le bain d'alliage doit contenir suffisamment de brasure
pour maintenir la température de (245 £ 5) °C a 25 mm sous la surface pendant I'essai, sauf
accord contraire entre le vendeur et l'utilisateur.

La brasure doit étre analysée chimiguement ou spectrographiguement et remplacée au
minimum tous les 30 jours de fonctionnement. Un jour de fonctionnement consiste en une
période de 8 h, ou toute portion de celle-ci, pendant laquelle la brasure est liquéfiée et utilisée.
Les niveaux de contamination et la teneur en étain doivent étre conformes aux poids (%)
indiqué dans le tableau 3

r ce qui
thées.

p

oit étre

L'intervdlle entre analyses peut étre allongé si les résultats de I'essaj
doit satisfaire I'utilisateur, indiquent que les limites de contaminatio

Si la cgntamination dépasse les limites spécifiées dans le t&
changée, et l'intervalle entre les analyses doit étre raccourci

12.7.3.4.2 Equipement de contréle optique

5ign corrigée autoris¢s) mais
cAn grossissement maximal

Le contld
a l'occapi

de 10x
12.7.3.2.
Les digdpositifs de brastie : t /étre mécaniques/électromécaniflues et
capable 6 e j 810 /émegence le temps de séjour et la prqfondeur
d'immersi BCifi XA dispositif de trempage comme indjqué en
figure 5[ doit étre@s i itif similaire>peut étre utilisé sous les conditions suivantes:

— leftaux d'imnre
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12.7.3.2 Equipment

12.7.3.2.1 Solder pot/bath

A thermostatically controlled static solder bath shall be used, of adequate dimensions to
accommodate the specimens. The solder bath shall contain sufficient solder to maintain the
temperature of (245 + 5) °C at 25 mm below the surface during testing, unless otherwise
agreed to between customer and supplier.

The solder shall be chemically or spectrographically analysed or replaced each 30 operating
days as a minimum. An operating day consists of any 8 h period, or any portion thereof, during
which the solder is liquified and used. The levels of contamination and Sn content shall be in
accordance with the weights (%) indicated in table 3.

The intgrval between analyses may be lengthened if the test results, do ented\ta thle user's

satisfacfion, indicate that the contamination limits are not being approached.

If contanination exceeds the limits specified in table 3, the solder and the

interval petween analyses shall be shortened.

12.7.3.4.2 Optical inspection equipment

Inspectipn generally shall be carried out by the( un@ided ‘&
permittgd) but on occasion, either a direct or projectien fens\sys
magnifi¢ation may be used.

ected vision |glasses
m with a maximunp of 10x

12.7.3.2.3 Dipping equipment

Solder dipping devices sha C i ' ling the
immersion/emersion rate ti i rSiQ dipping
device g@s shown in fig imi

— the rate of i ersi
- pé€ rpendicﬁ Qf

— wobble, vibraaio
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» Arrét

Démarrage

VS

Support du composant

/ Spécimen de carte sur tranche

v

— ] T S —
Poste de q
brasure Poste de flux
(245 + 5)°C

IEC360/97

12.7.3.2.4 Equipement minuteur

L'équipement minuteur doit étre automatisé

12.7.4 Procédures
12.7.4.1 Limitations

Les pro¢édures d'essaips
de l'inddstrie. 1l est regonn

maniérg que les es
du nompre de p C
pourronf présentercg

des modéles de cartes imprimées [ypiques
€es épaisses ne réagissent pas de |p méme
ause de leur masse thermique plus impoftante et

W largement la probabilité que toutes les $urfaces
ion mouillée.

S'il est démontré,
nécessdires & ca
une nou

utilisateur, que des modifications dans la procédpre sont
gristiques physiques d'un spécimen et non de sa soudabilité,

12.7.4.2

12.7.4.2. 3 jon du spécimen et conditionnement pour 'essai

Le ou les spécimens d'essai dans la condition «comme regus» doivent étre préparés pour
I'essai du 12.7.2.3 suivant le conditionnement spécifié par l'utilisateur. Des précautions doivent
étre prises pour prévenir la contamination (par graisse, transpiration ou autres) de la surface a
essayer.

Le spécimen a essayer peut subir d'autres types de prétraitement tels que dégraissage,
nettoyage aqueux, polissage du cuivre et du brasage, et/ou cuisson, selon un accord entre le
vendeur et l'utilisateur.

12.7.4.2.2 Vieillissement accéléré

Le vieillissement accéléré doit étre conduit conformément a I'essai 1P03.
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» Stop
Start

V' N

Component carrier

| I —

Boards specimen on edge

v

— ] T e —
Solder
station Flux station
(245 + 5)°C
/\ JsC 360097

12.7.3.4.4 Timing equipment

12.7.4 Procedures
12.7.4.Y Limitations
The tes plicak printed|ls0ard constructions, typical of the industry.

It is red Y respond in the same way as thin printed
boards, and number of planes. These factorq greatly

If it is demonstrat g 3 sfaction, that changes in the procedure are negessary,

due to ! a specimen, and not due to the solderability of the
specimg & documented and used only for that application.

12.7.4.2

12.7.4.2. paration and conditioning for test

The test specimen(s) in the "as-received" condition shall be prepared for testing in accprdance
with the—tser—specififed——conditioning—of—12-72-3—Care—shalt—be—exercised—to— prevent
contamination (by grease, perspiration, or other) of the surface to be tested.

When agreed upon between customer and supplier, the specimen to be tested may undergo
other types of pretreatment, such as degreasing, aqueous cleaning, copper and soldering
brightening, and/or baking.

12.7.4.2.2 Accelerated ageing

Accelerated ageing shall be conducted in accordance with test 1P03.
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12.7.4.2.3 Séchage

Immédiatement aprés le vieillissement a la vapeur et avant I'essai de brasabilité, tous les
spécimens doivent étre séchés a (105 + 5) °C pendant (60*1(5)) minutes pour enlever I'humidité

et les autres produits volatiles de la surface. Les spécimens d'essai doivent étre refroidis a la

température ambiante avant fluxage et essai.

12.7.4.3 Application du flux

Les spécimens d'essai sont a tremper dans le flux pendant 5 s & 10 s, a pleine profondeur,
pour étre brasés. Le flux doit étre maintenu a la composition prescrite définie en 12.7.3.1.2.
Apreés son retrait du flux, le spécimen doit avoir la possibilité de s'égoutter verticalement, sur
une feuille de papier absorbant pendant un maximum de 60 s. L'essai de brasabilité doit alors

étre effectué en un temps non inférieur a 1 min et non supérieur a 5 minutes apxes.ab

des goulttes par le buvard.

12.7.4.4 Essai par trempage des bords

Les scdries et les flux bralés/résiduels doivent étre complétern
I'alliage|fondu immédiatement avant le trempage.

Aprés le fluxage et I'égouttage du 12.7.4.3, le spé
I'alliage|fondu a une profondeur de (25 + 2) mm. L
étre de {3 £ 0,5) s. Les taux d'immersion et d'éme

Aprés rptrait, la brasure doit avoir la
pendant

Avant llexamen, le flux dgj
nettoyage selon le 12.7.3

12.7.4.9 Evaluation
L'exam@n visueIA
contrdlg correct. Po

en 12.7])3.2.2 estq

La zone] a artir du bord inférieur de chaque spécimen d'essai ne
étre évyluee, contact avec les fixations ne doivent pas étre évaluées.

12.7.5

Le rappprt’doit comprendre ce qui suit:

\,/corrigé a 20/20. L'éclairage doit étre ada
: as limites, ou lorsque le vendeur et ['utilisat
d'accord que des ¢g 1S 6 vatigh plus sévéres sont appropriées, I'équipeme

sorption

face de

té dans
ndu doit

t a l'air

pjent de

Dté a un

bur sont
Nt décrit

doit pas

a) le numéro d'essai et I'indice de révision;
b) la date de I'essai;

¢) l'identification et type/source du ou des spécimen(s) (carte, portion de carte, coupon, ou

autres);

d) le nombre de spécimens essayés;

e) les exigences de conditionnement utilisées;

f) le critére d'acceptation/rejet et les résultats pour chaque spécimen essayé;
g) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai.
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12.7.4.2

.3 Baking

Immediately after accelerated ageing, and prior to solderability testing, all specimens shall be
baked at (105 = 5) °C for (60 +1%) min to remove surface moisture and other volatile products.

Test specimens shall be cooled to room temperature prior to fluxing and testing.

12.7.4.3

Application of flux

The test specimens are to be dipped in the flux for 5 s to 10 s, to the full depth to be soldered.
The flux shall be maintained at the prescribed composition defined in 12.7.3.1.2. After
withdrawal from the flux, the specimen shall be allowed to drain vertically for a maximum of
60 s placed on a sheet of absorbent paper. The solderability test shall then be performed in not
less than 1 min, and not more than 5 min after blotting.

12.7.4.4

Dross
solder i

After fluxing and draining per 12.7.4.3, the specimen shallfe

edgewis
Immers

After er

maintai

Edge dip testing

nd burned/residual flux shall be completely removed from\the\stiface: of\thd
mediately prior to dipping.

N

\ersed into\the molte

molten

h solder

+ 0,5) s.

shall be
ustomer
ribed in

Prior to oved using a cleaning @gent in
accordance with 12.7.3.1.3.

12.7.4.5

Visual ipspection shall be } ith-tt aided eye, corrected to 20/20. Lighting
suitable| for propeninsg i S uation of borderline cases, or when a ¢

and supjplier agrt 1 gonditions are appropriate, the set-up des
12.7.3.2.2 is reconuhgef

An area
Areas c

12.7.5

The rep

a) th

aluated.

c) the identification and type/source of specimen(s) (board, portion of board, coupon, or
other);

d) the number of specimens tested,;

e) the conditioning requirements used;
f) the accept/reject criteria and results for each specimen tested;

g) any deviation from this test method.
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12.7.6 Informations complémentaires

12.7.6.1

12.7.6.1.

Considérations sur le flux

1 Utilisation du flux non activé

Les flux de colophane pure non activés (flux de type R) sont spécifiés pour l'essai de
soudabilité pour deux raisons principales: fournir un maximum de sensibilité durant I'essai et
fournir un flux de base cohérent pour les résultats de I'essai. Les matériaux de co
activés ont différentes caractéristiques de performance, aussi bien chez un fabricant qu'entre
fabricants. Ils ne donnent donc pas, pour les besoins de I'essai, un matériau de base aussi
stable que les matériaux de colophane non activés.

12.7.6.1

.2 _Autres flux

lophane

Dans ce
rappele
différen
chez l'u

12.7.6.2

12.7.6.2.

Il convie
préveni

12.7.6.2.

fibres,
imprimé
éliminer
essai dg
aussi é

enlever
dépasss
individu

Il convieg
dans la

rtains cas, il peut étre nécessaire d'utiliser d'autres flux que cg

qu'a l'intérieur d'autres types génériques, différentes fo
s résultats. Il est donc important que si I'essai est effectyé a
ilisateur ils doivent utiliser la méme formulation.

Considérations sur le séchage

1 Retard séchage/essai

cloques ou d
es et/ou des $
I'humidi
brasure

convient que le temps entre le séchage et I's
ure et le temps de séchage sont a déterminer sur u

moins gu it la procédure de production pour prévenir une oxydation exce
une croissance intermétallique.

RO doit se

donner
?deur et

afin de
dépend

cartes

ité, pour

ir (pour

, [peuvent

I si ces

ssai ne
he base

t utilisé

, Imais au

ssive et

12.8 Essai 3X08: Décollement interlaminaire, choc thermique (a I'étude)
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12.7.6 Additional information
12.7.6.1 Flux considerations

12.7.6.1.1 Use of non-activated flux

Non-activated, pure rosin fluxes (Type R flux) are specified for solderability testing for two main
reasons: to provide maximum sensitivity during the test and to provide a consistent base flux
for testing results. Activated rosin materials have different performance characteristics, both
within a manufacturer and between manufacturers. Therefore, for testing purposes they do not
provide as stable a base material as do the non-activated rosin materials.

12.7.6.1.2 Other fluxes

In certajn cases, it may be necessary to use other than a non-activated,
be remgmbered that within other generic types, different formulagiqns
results. | Therefore, it is important that if testing is being perfor
supplier|locations, the same formulation shall be used by both.

flux| It must
i Hifferent
er and

12.7.6.2 Baking considerations

12.7.6.4.1 Baking/testing time delay

minimum, in prder to
e actual time is dependant

The time between baking and solderability testi
prevent|re-absorption of water vapour iptQ the |
upon anmbient temperature and humidi

12.7.6.4.2 Prebaking

The ocgurrence of outgassi in blow-holes, measling, blisters, or
delaminption, may be reduced\q g inted boards and/or test specimens,|prior to
soldering and/or soldefakilit i i ate rhoisture or solvents. Other factors, |such as
conveydr speed 2 i der temperature, contamination content, may also
be invalved in p efore should be analysed if problemg occur.
Specimens shou uitable oven to remove any absorbed moisturge. Time
between bake and té g Sl ceed 24 hours. Temperature and baking timelis to be
determined on an/ Y

Printed baked only if prebaking is normally used as a production
proced ept to a minimum, but at least be equal to the prpduction
proced ssive oxidation and intermetallic growth.

12.8 Teést3X08: nnlnminnfinn, thermal shock (llndnr Pnncidnrnfinn)
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12.9 Essai 3X09: Coupe micrographique
12.9.1 Objet

L'objet de cette méthode d'essai est de fournir un procédé pour déterminer a l'intérieur d'une
carte imprimée |'état des trous métallisés, des impressions conductrices des matériaux de
base et du revétement. Pour I'examen des cartes imprimées multicouches pour la fissuration
des feuilles des couches internes et/ou la jonction des couches internes arrachées, l'essai
3X11 (& I'étude) est plus indiqué dans ces conditions.

12.9.2 Eprouvettes

L'éprouvette est coupée dans une carte imprimée ou un coupon d'essai avec beaucoup de soin
pour éviter tout dommage dans la zone a contrdler.

Pour le$ revétements mous et/ou minces, par exemple d'or, d'étain ou™{'étain-piogmb), il peut
étre nédessaire de recouvrir le dépbt par un revétement plus dur avg Ir éviter
I'entrainement du dépot.
Quand ¢n examine des revétements organiques, il peut étre nés r par un
dépodt oy de mettre un pigment dans le produit d'enrobage Pour 8 couleur
avec le fevétement & examiner.
12.9.3 WAppareillage et matériaux
Pour leq essais, les appareillages et matériaux s\
12.9.3.1 Appareillage et matériaux
a) ur Ecouper
I'éprguvette dans la cart
b) un dispositif pour teRj
c) une résine d'e hbérature
ambipnte;
d) duy papier @» bur polir
grosgierement pdis
e) urn ate ¢ ar exemple 6 pm, 3 um, 1 pm) ou une pate 3 polir a
l'alumi , 0,5 um) pour enlever les rayures laissées par Ie papier
abrasi
f) un ¢ gsage avec la pate a polir;
g) un mi pe ayant des grossissements de 100 x, 250 x, 500 x et 1 000 x.
12.9.3.2
12.9.3. 2. 1N"Préparation de ['hydroxyde d'ammonium, solution peroxyde

On ajoute 1 ml a 2 ml de B a 100 ml de A. Mélanger pendant quelques secondes et attendre
1 min avant de s'en servir.

A est de I'hydroxyde d'ammonium a (14 a 20) % (par volume);
B est du peroxyde d'hydrogene a (30 a 35) % (par volume).

Il est recommandé de préparer un nouveau mélange chaque jour et d'ajouter quelques gouttes
de peroxyde d'hydrogéne a 30 % a la solution d'attaque juste avant I'emploi.
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12.9 Test 3X09: Microsectioning

12.9.1

Object

The purpose of this test method is to provide a procedure for determining internal conditions of
plated through holes, conductive patterns, base materials and coating of a printed board. For
examination of multilayer printed boards for inner layer foil cracking and/or inner layer junction
pull-away, test 3X11 (under consideration) is more sensitive for these conditions.

12.9.2

Test specimens

The specimen shall be cut out from a printed board or test coupon with great care to avoid any
damage to the area to be tested.

In case
plating (

When d

pigmented encapsulating material giving a colour contrast with théc

12.9.3
The foll

12.9.3.1
a) s3
b) fix
C) ern

d) ak
grind

e) di
exan

f) cl
g) m
12.9.3.2

12.9.3.2.

1 mlto
Ais
B is

of soft and/or thin platings, for example gold, tin, or tin-lead, an overplate with
f the specimen prior to encapsulation may be necessary to avoi earin

rganic coatings are to be examined, it may be necessar

Test apparatus and materials

rasive paper (for
roughly and finely

14-20)"% ammponium hydroxide (by volume);

h harder

> use a

ifled.

rds;

200) to

hste (for

sing.

30235) % hydrogen peroxide (by volume).

A fresh preparation every day and the addition of a few drops of 30 % hydrogen peroxide to the

etching

solution just before using are recommended.
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12.9.3.2.2 Préparation de sulfurique, solution peroxyde

1 mla 2 ml de B sont ajoutés a 100 ml de C. Mélanger durant quelques secondes et attendre
1 min avant de s'en servir.

B est du péroxyde d'hydrogéne a (30 a 35) % (par volume);
C est de l'acide sulfurique & (10 a 20) % (par volume).

Il est recommandé de préparer un nouveau mélange chaque jour et d'ajouter quelques gouttes
de peroxyde d'hydrogéne a 30 % a la solution d'attaque juste avant I'emploi.

12.9.4 Marche a suivre

sine, en

LIS H
L'éprouyette—estrratat

s'assurgnt que les trous

Il ne de ge dans
la zone iminées
par brag

Aprés p ' \ essivement des
papiers ) bserver

avec un papier abrasif de grade 1200 au moins. sections

perpendiculaires a la carte imprimée, le plan de_polis jue doit
faire unfangle de 85° a 95° avec le plande la cafte W

Les éprpuvettes sont rincées aprés chay ssage/pour éviter que des particules
ne cont@aminent les étapes suivantes.

L'éprouyette est polie au tjs: olir_ad éte, elYutilisant successivement des [abrasifs
de plus en plus fins, pour vbtehl [ claire gt ptécise de I'endroit a observer.

Si l'on g is des trous métallisés, le diamétre apparent| du trou
dans la & 99 % du diameétre réel du trou mesuré gvant de

prépare

0lg visuel et/ou dimensionnel, I'éprouvette est attaguée en
a bien séparer les différentes couches de dépot.

Apreés le
utilisant|la sol

e visvellement au microscope. Le grossissement est choisi selon les
gr. Si I'on doit mesurer des dimensions, un systéme calibré de

L'éprou
caractél
mesure

Si I'on mesure des dWimensions, les deux cbdtés de la partie a mesurer doivent se trquver en
méme t il dpal 2po ques et

fissures ne sont pas compris.

Comme spécifié dans la spécification applicable, on examine une ou plusieurs des
caractéristiques et parties suivantes:

- _ép'aisseur du conducteur et du dépot électrolytique, et de la feuille de cuivre des stratifiés
Cuivrés;

— manques et fissures dans le dépbt électrolytique (voir note);

— fissures dans la feuille de cuivre du stratifié cuivré;

— bavures et nodules;
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12.9.3.2.2 Preparation of sulphuric, peroxide solution

1 ml to 2 ml of B is added in 100 ml of C. Stir for a few seconds and wait one minute before

using.

B is (30-35) % hydrogen peroxide (by volume);
C is (10-20) % sulphuric acid (by volume).

A fresh preparation every day, and the addition of a few drops of 30 % hydrogen peroxide to

the etch

ing solution just before using are recommended.

12.9.4 Procedure

The specimen shall be set in the fixture and carefully potted using encapsulating material,

make s\

There s
thickneg

Cross-s
of the mi

The spdci
contamipating subsequent steps.

The sp
abrasivsg

Where
appeari
measur

After pc

etched yising the ett

The spé
chosen
be mea

re that the holes are filled with encapsulating material.

ecimen shall be polished by the polishi
to show a clear, sharp image qf th e

Ng in the cross

bd prior to :re ' icre ion.
lishing an o dimensional examination, the specimen

When measuding dimensions, both boundaries of the detail to be measured shall be

simultar

included.

A where
Pmanual

ile paper

. Where
bd plane

es from

ly finer

iameter

hall be

a way that plating boundaries are sharply defiped.

shall be
s are to

n focus
| not be

As specified in the relevant specification, one or more of the following characteristics and
details shall be examined:

— thickness of the conductor and plating, and of the copper foil of the laminates;

— voids and cracks in the plating;

— cracks in the copper foil of the laminates (see note);

— burrs and nodules;
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— qualité du percage (par exemple, coulée de résine, extrémités des couches internes en
téte de clou);

sous-gravure et surplomb métallique;
— liaison entre la paroi des trous métallisés et les conducteurs des couches internes;

— décollement entre dépbts électrolytiques (voir note);
— épaisseur des couches organiques (y compris les matériaux de base);

— manques dans les couches organiques (y compris les matériaux de base);
— (gravure en retrait du stratifié;

— excroissance des fibres de verre;
— décollement interlaminaire;

— non-alignement entre couches;

— ngn-alignement entre les impressions conductrices et les trous;

— lafgeur annulaire des pastilles.

NOTE| — Pour I'examen des cartes imprimées multicouches pour fissuration d& }internes
et/ou jonction des couches internes arrachées, l'essai 3X11 de la présepte &ldans ces
conditjons.

La spégification particuliéere peut demander I'examen de bS trous

métallisps et les conducteurs des couches internes ava

12.9.5 Rapport
Le rappprt doit comporter:

a) lelnuméro de l'essai et I'indice de
b) la|date de I'essai;

¢) lifentification du ma
d) le
e) le

12.9.6

L'hydro produit chimique caustique, trés alcalin. Le peroxyde
d'hydroge sant. L'acide sulfuriqgue est un acide corrosif. lls doiyent étre
manipulg out contact avec les yeux et la peau, grace au port de [lunettes

protectrig : imiquement résistants. Consulter la réglementation locale pour les
instructi
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NOTE|- For examination of multilayer printed boards for inner layer foil cracking/
away,|test 3X11 of this standard is more sensitive for these conditions.

The relgvant specification may require examination of the interfa
holes and the conductors on inner layers prior to etching.

12.9.5 Report
The repprt shall include:

a) the test number and revision inde
b) the test date;

¢) the identification of the material te
d) th i

drilling quality (for example: resin smear, nailheading on internal layers);
undercut and metallic overhang;

interface of the wall of plated through holes and the conductor on inner layers;
separation of plating (see note);

thickness of organic layers (including base materials);

voids in organic layers (including base materials);

etchback;

glassfibre protrusion;

delamination;

misregistration between layers;

m cranictratinn hatvwnan candiintay and K1
STEgrotatroT ot e C ot o Cto—™ao—

annular ring width.

e) repults of examinatior

12.9.6 WAdditional informat

Ammonf{um hydr
oxidant.
contact
resistan

Sulphuric "a

ction pull-

through

h strong
ulphuric
emically
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12.10 Essai 3X10: Brasabilité, essai de trempage rotatif pour trous métallisés, pistes de
brasage des composants pour montage en surface et pistes de raccordement

12.10.1 Objet

Cet essai décrit les méthodes, les définitions des défauts et donne les illustrations pour
I'évaluation de la brasabilité des pistes de brasage des composants pour montage en surface,
des pistes de raccordement et des trous métallisés des cartes imprimées, en utilisant un
testeur de trempage rotatif. Cet essai est destiné a la fois a l'usage du vendeur et de
l'utilisateur.

Cette méthode d'essai ne doit pas étre interprétée comme une procédure de production de la
brasure ou de I'étamage pour la préparation ou la brasure des cartes imprimées ou des sous-
ensembles.

La déte m|nat|on de la brasabilité est effectuee pour ver|f|er que Ies prosy brication

AV S bsabilité
des porfions de cartes imprimées destinées a étre brasées. Cela es{ d i luation
de la brpsabilité de la portion du spécimen d'une carte ou d'un g¢ fqui a été
fabrigud comme une partie du panneau de cartes et par la sfi i selon la
méthode¢ choisie.

istes de
b et de

L'object|f de la méthode d'essai de brasabilité décrite
surface| et des pastilles de raccordement de mo
supporter les rigueurs des processus d'assembla

12.10.2| Spécimens d'essai
12.10.2{1 Exigences pour les spécime

Le spégimen d'essai doit une portion de la carte imprimée a
essayer| ou la carte e c limites dimensionnelles telles| que la
profondeur d'immersion pr b6 i ible. SPEci ' i doit é dseftatif du
lot ou d¢ la production e :

Lorsqud le spéc@
de spécjmens d'essai

nombre

12.10.2
Le spéc ropose.
Les figulpe eur telle

qu'il per

Si les tr sont a essayer, le nombre minimal de trous a essayer est de 3 par lot
d'essai.| L&~ nhombre minimal de sorties (trous métallisés ou pastilles de raccordem nnt) par

S éC|m Fa) Fa M acc9| rlnui- ohra daciv |l o cndeiman rl'nccau nlnui- nfrn rnnrncnnfah du nrodu
> A=} CTUCTIOTGT ECT OP e TITITCTT U oo CpPTeoTT It OuoT \J\.‘\.AII.

La largueur de la partie exposée du spécimen d’'essai dans la direction du déplacement doit
étre de (25 £ 5) mm.
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12.10 Test 3X10: Solderability, rotary dip test for plated through holes, surface mount
conductors and attachment lands

12.10.1

Object

This test describes the methods, defect definitions and gives illustrations for assessing
solderability of printed board surface conductors, attachment lands, and plated through holes,

using a

rotary dip tester. This test is intended for use by both customer and supplier.

This test method shall not be interpreted as a production soldering or tinning procedure for
preparation or soldering of printed boards or assemblies.

The solderability determination is made to verify that the printed board fabrication processes
and subsequent storage have had no adverse effect on the solderability of thase portions of the

printed
the test
as part

The obj
surface
rigours

12.10.2
12.10.2
The tes

tested,
The test

When th
test spe

12.10.2

The tes
Figures
allow 13

If plateg
test lot.

test speg

The exp

bf the assembly processes.

Test specimens

1 Test specimen requirements

e test specimen igAe
cimens shall be d&fi

Imen_shal e six\The test specimen shall be representative of the product.

osed. {en

specim d, a section of a board, or a suggested
6 and 7 are tyles. The specimen shall be of a width su¢
Ay pot sides

gth of\specimen test face in the direction of travel shall be (25 + 5) mm|.

board intended to be soldered. This is determined by evaluation ¢f theNsolderability of

bcessed
ected.

of the

{and the

ossible.

mber of

coupon.
h as to

i$ 30 per

hds) per
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Figurg 6 — Spécimen proposé pour I'essai d de montage en surfacq

225 (9 espaces de 2,5)

40 trous metallises
Diamétre de la pastille 1,5

Diametre (0,8 + 0,013)
IEC 361/97

Dimensions en millimétres

Figure 7 — Spécimen proposé pour I'essai des trous métallisés
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Diameter (0,8 + 0,013)
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12.10.2.3 Durabilité du revétement

La durabilité du revétement requis doit étre spécifiée. Les lignes directrices pour déterminer le
niveau requis pour la durabilité du revétement se trouvent ci-aprés. Avant l'essai, le
préconditionnement des spécimens doit étre mis en oeuvre et le type se trouvent de flux
spécifié conformément au tableau 4.

12.10.2.3.1 Catégories de durabilité du revétement

Catégorie 1: durabilité minimale du revétement

Destinée aux cartes qui seront brasées dans les 30 jours a partir de la date
de fabrication et susceptibles d’étre soumises a une exposition minimale & la
chaleur ou a la brasure.

Catégorje 2: durabilité moyenne du revétement

Destinée aux cartes qui sont susceptibles d'étre s mois a
partir de la date de fabrication et d’étre soumises a iti nodérée
a la chaleur ou a la brasure.

Catégorje 3: durabilité maximale du revétement
Destinée aux cartes qui sont suscepfibles des longtemps |(plus de
six mois) a partir de la date de fabricatjon et/ox oumises a deg étapes

ncesAde l'essai

Tableau 4 — VieiIIissen’m%bi' ré ekexig

Catégorie Précondition&em% \\\) Flux
1 (Minimale) asWeilliss t Y p€ de production
2 (Moyennelt Pasde vieim\eQ olophane (voir 12.7.3.1.2)
i d

3 (MWaI eme h Colophane (voir 12.7.3.1.2)

12.10.3
12.10.3
12.10.3

La bras X gmposition Sn60 ou Sn63. D'autres alliages peuvent étre utilisgs selon

accord entre_leszendeyr et l'utilisateur. La composition de la brasure, comprenant les [niveaux

de contlamination eridant l'essai, doit étre maintenue dans les limites indiquées |dans le
5

Q

tableau
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12.10.2.3 Coating durability

The required coating durability shall be specified. The following are guidelines for determining
the needed level of coating durability. Prior to the test, preconditioning of the specimens shall
be carried out and the type of flux specified as shown in table 4.

12.10.2.3.1 Coating durability categories

Category 1:  minimum coating durability

Intended for boards which will be soldered within 30 days from time of
manufacture, and are likely to experience minimum thermal or solder exposure.

Category-=2 average-coating-durability
Intended for boards which are likely to experience storagé u i hs from
time of manufacture, and are likely to experience r solder

exposures.
Categorly 3: maximum coating durability
Intended for boards which are likely orage (¢ver six

months) from time of manufacture 0 experience| severe
thermal or solder processing steps.

Table 4 — Accelergé%\g%&l%i te

Category Precondltlonl \\ \/FIUX

1  (Minimum) No ageing r}@w type

2 (Average) Q Rosiq (see 12.7.3.1.2)

3 (Maximum?\ in (see 12.7.3.1.2)
12.10.3| Test ap @ Ia
12.10.3{1 Materia
12.10.3
The sol feement
betweer thin the

limits ag
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Tableau 5 — Limites maximales des contaminants du bain d’alliage

Contaminant 1) Limite maximale
du poids du contaminant 2)
%
Cuivre 0,300
Or 0,200
Cadmium 0,005
Zinc 0,005
Aluminium 0,006
Antimoine 0,500
Fer 0,020
Arsenic 0,030
Bismuth 0,250
Argent 0,100
Nickel 0},\01<\

1) La teneur en étain de la brasure doit étre
limites des + 1 % de l'alliage nominal & utjhsen
doit étre essayée a la méme fréquence
contamination pour le cuivre/or. Le restg i
et/ou les métaux énoncés ci-dessus

2) La somme des

ontamin
aluminium ne doit pas dépasser

12.10.3J1.2 Flux

Une col : gomme
de colgphane bla d'alcool
isopropyle. Le po ifi i peuvent

étre util|sés pour I'és lement selon accord entre le vendeur et I'ufilisateur

(par exemple, le pécifié en 6.6.2 de la CEl 60068-2-20 — vdir aussi
12.10.6
NOTE Qnvi & précautions pour le stockage des flux utilisés dans I'essai de brasabilité afin
de mai i s\des ideg et d'éviter la contamination.
12.10.3

Le matpriau utilisé “pour le nettoyage des spécimens d'essai avant les évaluatjons de

brasabilterdoittre capable d'enlever lesrésidus-de flux visibles
I pabre—a-erHevertesrestausae b AHSHBHe S

te— oot et ot

12.10.3.2 Equipement

12.10.3.2.1 Pot/bain d'alliage

Un bain d'alliage statique contrdlé thermostatiquement et de dimensions adéquates pour
contenir les spécimens doit étre utilisé. Le bain d'alliage doit contenir suffisamment de brasure
pour maintenir la température de (245 + 5) °C a 25 mm sous la surface pendant I'essai, sauf
accord contraire entre vendeur et utilisateur.
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Table 5 — Maximum limits of solder bath contaminants

Maximum contaminant
Contaminant 1) weight limit 2)

Copper
Gold
Cadmium
Zinc

Aluminium

12.10.3

examplg
be (0,84

agreeme

of IEC 6

NOTE
solids

12.10.3]3

Material
removin

1.2 Flux

Antimony
Iron
Arsenic
Bismuth
Silver
Nickel

same frequency as testing for c
balance of the bath sha

2 The total coppeh

used sforslegr
g.visible flux residues.

ing test specimens prior to solderability evaluations shall be ca

es may be used for soIderab|I|ty testing o
(for example, the activated flux as specified
below).

Dsin, for
gity shall
nly upon
in 6.6.2

dintain the

bable of

12.10.3.
12.10.3.

2 Equipment
2.1 Solder pot/bath

A thermostatically controlled static solder bath shall be used, of adequate dimensions, to
accommodate the specimens. The solder bath shall contain sufficient solder to maintain the
temperature of (245 + 2) °C at 25 mm below the surface during testing, unless otherwise

agreed to between customer and supplier.
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La brasure doit étre analysée chimiquement ou spectrographiqguement ou remplacée au
minimum tous les 30 jours de fonctionnement. Un jour de fonctionnement consiste en une
période de 8 h, ou toute portion de celle-ci, pendant laquelle la brasure est liquéfiée et utilisée.
Les niveaux de contamination et la teneur en étain doivent étre conformes aux indications du
tableau 5.

L'intervalle entre les analyses peut étre allongé si les résultats de I'essai, documentés sur ce
qui doit satisfaire ['utilisateur, indiguent que les limites de contamination ne sont pas
approchées.

Si la contamination dépasse les limites spécifiées dans le tableau 5, la brasure doit étre
changée et l'intervalle entre les analyses doit étre raccourci.

12 10 3 2.9 [Ty imamaaumt Ao Ao Alo Sty
. . r-ry-= l_l.ful'.ll:lllclll utT Currinruic UPLIL’UU

bS) mais
yaximal

Le contible doit étre généralement effectué a I'oeil nu (verres a visiop
a l'occapion, un systeme de lentilles directes ou a projection avec
de 10x peut étre utilisé.

12.10.342.3 Equipement rotatif de trempage

Un disppsitif pour déplacer le spécimen d'essai dang laire doit étre utilisé
de sort¢ que la surface plate du spécimen soit et avec l'alliage a une
vitesse fonstante. La distance entre le entre d Lati ente du spécimen d'egsai doit
étre de {100 + 5) mm. Un exemple de {equipemer nage est décrit en figure 8.

Il convignt que ces parties du support, y ¢Q i etenue (si équipé), qui yiennent

en contpct avec le spécimen et/ou l'alfiage aie alble capacité thermique et une faible
conductjvité.

Coupon

W Racle (éliminant

les scories)

Alliage
(245+2) °C

IEC 362/97
NOTES

1 Mi iy A cAiouy 2.0 .0°0
IAeeu—ae-Seou—egre-St A"~ s

L AY
N T ST

2 Contréle de vitesse réglable sur 100,0 mm R sur poste de brasure.

3 Séjour a la fin de 100,0 mm rayon d'oscillation pour permettre a l'alliage de se solidifier.

Figure 8 — Equipement de trempage rotatif pour I'essai de brasabilité
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The solder shall be chemically or spectrographically analysed or replaced each 30 operating
days as a minimum. An operating day consists of any 8 h period, or any portion thereof, during
which the solder is liquified and used. The levels of contamination and Sn content shall be as
shown in table 5.

The interval between analysis may be lengthened if the test results, documented to the user's
satisfaction, indicate that the contamination limits are not being approached.

If contamination exceeds the limits specified in table 2, the solder shall be changed, and the
interval between analysis shall be shortened.

12.10.3.2.2 Optical inspection equipment

Inspectipn generally shall be carried out by the unaided eye (corretted “ision |glasses

permittgd) but, on occasion, either a direct or projection lens system axtkgunp of 10x
magnifi¢ation may be used.

12.10.342.3 Rotary dip equipment

A devicg shall be used to move the test specimen in a cirtt rface of
the spegcimen will contact the solder at a constant listance
betweer mm. An
examplg

Those ¢ act with
the spe

Solder
(245 +2) °C

NAA
Y

IEC 362/97

NOTE

1 Dvell timer set at(3,0 + 0,5) s.

2 Adi Yol | feol 1.00-0 n Lol foti
JoStaoTe—SpPpe ettt ot O O oo o oS OratT—Stat o

3 Dwell at end of 100,0 mm radius swing to allow solder to solidify.

Figure 8 — Rotary dip solderability test equipment
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12.10.3.2.4 Equipement minuteur

L'éguipement minuteur doit étre automatisé, si applicable, et précis dans les limites de la
méthode d'essai.

12.10.4 Procédures
12.10.4.1 Limitations

Les procédures d'essai sont applicables a la plupart des modéles de cartes imprimées typiques
de l'industrie. Il est reconnu que les cartes imprimées épaisses ne réagissent pas de la méme
maniére que les cartes imprimées minces, a cause de leur masse thermique plus importante,
du nombre de plans et du poids de la colonne de soudure a l'intérieur du trou. Ces facteurs
réduisent largement la probabilité que toutes les surfaces pourront présenter.complétement la
condition mouillée.

S'il est gémontré, a la satisfaction de l'utilisateur, que les modificatig Lire sont
nécessgires a cause des caractéristiques physiques d'un spécimen &t ng ilité du
spécimgn, une nouvelle procédure doit étre préparée et ulilisé 3 Ir cette
applicatjon.

12.10.4)2 Conditionnement

12.10.4J2.1 Préparation du spécimen et conditionnemen

Le ou les spécimens d'essai dans lg condiiq mdoivent étre préparnés pour
I'essai suivant le conditionnement sp# 12.10.2.3. Des prégautions
doivent |étre prises pour prévenir la con , transpiration, ou autrgs) de la
surface |a essayer.

e prétraitement tels que dégraissage,

Le spéd
et/ou séchage, selon un accord |entre le

nettoyag
vendeur

12.10.4

Le vieill duit conformément a I'essai 1P03.

12.10.4

Immédia QPT% eillissement a la vapeur et avant I'essai de brasabilité, fous les
spécimgns doivent étre séchés a (105 + 5) °C pendant (60* *>) min pour enlever I'huridité et

les autrps{produits Volatiles de la surface. Les spécimens d'essai doivent étre refroidis a la
tempérdturé ambiante avant fluxage et essai

12.10.4.3 Application du flux

Les spécimens d'essai sont a tremper complétement dans le flux pendant 5 s a 10 s, pour étre
soudés. Le flux doit étre maintenu a la composition prescrite définie en 12.10.3.1.2. Aprés son
retrait du flux, le spécimen doit pouvoir s’égoutter verticalement pendant un maximum de 60 s
sur une feuille de papier absorbant. L'essai de brasabilité doit alors étre effectué en un temps
non inférieur & 1 min et non supérieur a 5 min aprés absorption des gouttes par le buvard.
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12.10.3.2.4 Timing equipment

Timing equipment shall be automated, where applicable, and accurate to the limits of the test
method.

12.10.4 Procedures
12.10.4.1 Limitations

The test procedures are applicable to most printed board constructions, typical of the industry.
It is recognized that thick printed boards will not respond in the same way as thin printed
boards, due to their increased thermal mass and number of planes, and weight of the solder
column within the hole. These factors greatly reduce the likelihood that all surfaces will display
a completely wetted condition.

If it is demonstrated, to the user's satisfaction, that changes in the p« Ce arexpegessary,
due to the physical characteristics of a specimen and not to the sold Spegimen, a
new profcedure shall be documented and used only for that applicatio

12.10.4§2 Conditioning

12.10.442.1 Specimen preparation and conditioning for te

The test specimen(s) in the "as-received" conditign, shallybe 8 testing in accprdance
with the user-specified conditioning ] M be exercised to |prevent
contamipation (by grease, perspiratio G No€ tested.

When agreed upon between customer f i Lndergo
other ty i oldering

brighteni

12.10.4

12.10.4

Immediately & and prior to solderability testing, all specimens shall be baked
at (105 N vfo remove surface moisture and other volatiles. Test spgcimens

shall be|co Qroom temperature prior to fluxing and testing.

12.10.4

The testspeeimens—areto-be-dippedthe—fhr—For5sto10-s—to-the—ful depth te—Be—soldered.
The flux shall be maintained at the prescribed composition defined in 12.10.3.1.2. After
withdrawal from the flux, the specimen shall be allowed to drain vertically for a maximum of
60 s and placed on a sheet of absorbent paper. The solderability test shall then be performed
in not less than 1 min, and not more than 5 min after blotting.
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12.10.4.4 Essai de trempage rotatif

La durée de contact entre n'importe quel point de la face d'essai du spécimen et l'alliage fondu
doit étre déterminée par un minuteur activé par le contact électrique du détecteur avec l'alliage
fondu. La pointe du détecteur doit étre adjacente au spécimen sur le support de spécimen. Le
détecteur doit étre maintenu propre et doit étre électriquement isolé du support de spécimen
qui le porte.

Une bande de polytétrafluoroéthylene (PTFE) de 50 mm de large ou équivalent doit précéder le
spécimen d'essai dans le cycle d'essai, immédiatement avant l'introduction du spécimen, afin
d'enlever I'oxyde ou le flux résiduel de la surface de l'alliage.

Les scories et les flux bralés/résiduels doivent étre complétement enlevés de la surface de
I'alliage fondu immédiatement avant le trempage.

Aprés lg fluxage et I'égouttage en 12.10.4.3, monter le spécimen a essa bport de
spécimgn de I'équipement d'essai.

Ajuster |'équipement d'essai pour immerger le spécimen de O, ‘alliage,
sauf spécification contraire. Activer I'équipement d'essai po ‘alliage.
Aprés gue le spécimen a été dégagé du bain d'alliage, lai dans la
position| dans laquelle la machine s'arréte avant d'enlex prt. Des
précautions doivent étre prises pour que l'alliage n jleure du
spécimgn. Cela peut étre affecté par la largeur du spgci

La durég de séjour a la profondeur max

Avant lfexamen, le flux doit étre enleve: gent de
nettoyage indiqué en 12.10.3.1.3.

12.10.4{5 Evaluation

L'examgn visuel doit éfre X [1R0) gé a 20/20. L'éclairage doit étre adapté pour

iQn des cas limites, ou lorsque le verjdeur et
d'observation plus sévéres sont apprppriées,

un confrdle correst.
I'utilisateur sont p
I'équipement décritend
La zone| de 3,2 a patti bord inférieur de chaque spécimen d'essai ne [doit pas

étre évgluée. kes 2¢ act avec les fixations ne doivent pas étre évaluées.

12.10.5

12.10.5

Seuls Igs &rous métatlisés qui sont au moins a 5 mm de toute surface ou structure de| fixation
supportantle spécimen durant I'essai seront évalués. Une zone de 3,2 mm de large |du bord
inférieur de chaque spécimen d'essai ne doit pas étre évaluée. Les zones en contact avec les
fixations ne doivent pas étre évaluées.

12.10.5.2 Détails du rapport
Le rapport doit comprendre ce qui suit:

a) le numéro d'essai et I'indice de révision;

b) la date de I'essai;

¢) l'identification et type/source du ou des spécimens (carte, portion de carte, coupon, etc.);
d) le nombre de spécimens essayes;
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12.10.4.4 Rotary dip testing

The time of contact between any point of the test face of the test specimen and the molten

solder shall be determined by a timer activated by the electrical contact of the sensor

with the

molten solder. The tip of the sensor shall be located adjacent to the specimen on the specimen
holder. The sensor shall be kept clean, and shall be electrically insulated from the specimen

holder which carries it.

A strip of 50 mm wide polytetrafluoroethylene (PTFE) or equivalent shall precede

the test

specimen in the test cycle, in order to remove oxide or flux residue from the solder surface,

immediately before the specimen is introduced.

Dross and burned/residual flux shall be completely removed from the surface of the molten

solder immediately prior to dipping.

After fluxing and draining, in 12.10.4.3, mount the specimen to be tested equipment
specimgn holder.

Adjust t unless
otherwis fter the
specimgn has cIeared the solder bath, allow all the solder tQ sof S hich the
maching stops before removing the specimen from the 2 betaken that solder
does ngt flow over the upper face of the specimen. & of the
specimen.

Dwell tihe at the maximum depth sha

Prior to| examination, specimens shall b , i i agent in
accordance with 12.10.3.1.3

12.10.4{5 Evaluation

Visual ipspection shall be } ' aided eye, corrected to 20/20. Lighting|shall be
suitable| for prope K i » uation of borderline cases, or when a cstomer
and supjplier agr ribed in
12.10.3§2.2 is reconim

An area aluated.
Areas c

12.10.5

12.10.5

Only plated“throughholes that are at least 5 mm from any surface or fixturing dtructure
supporting.'the specimen during the test will be evaluated. An area 3,2 mm wide from the
bottom edge of each test specimen shall not be evaluated. Areas contacted by fixtures shall

not be evaluated.

12.10.5.2 Report details
The report shall include the following:

a) the test number and revision;
b) the date of the test;

¢) the identification and type/source of specimen(s), (board, portion of board, coupon, etc.);

d) the number of specimens tested;
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e) les exigences de conditionnement utilisées;
f) le critére d'acceptation/de rejet et les résultats pour chaque spécimen essayé,;
g) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai.

12.10.6 Informations complémentaires

Condition acceptable Condition non acceptable

Vue agrandie

363/97

té dumouillage de la brasure des trous métallisés
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e) the conditioning requirements used;
f) the accept/reject criteria and results for each specimen tested;
g) any deviation from this test method.

12.10.6 Additional information

Acceptable condition Non acceptable condition

Magnified view

IEC 363/9

oness of solder wetting of plated through holes
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12.10.6.1 Considérations sur le flux

12.10.6.1.1 Utilisation du

flux non activé

Les flux non activés de colophane pure (flux de type R) sont spécifiés pour l'essai de
brasabilité pour deux raisons principales: fournir un maximum de sensibilité durant I'essai et
fournir un flux de base cohérent pour les résultats de I'essai. Les matériaux de co
activés ont différentes caractéristiques de performance, aussi bien chez un fabricant qu'entre
fabricants. lls ne donnent donc pas un matériau de base aussi stable que les matériaux de
colophane non activés pour les besoins de I'essai.

12.10.6.1.2 Autres flux

Dans cqr
de colo
formulati
effectug ¢

12.10.6

12.10.642.1 Retard séchage/essai

Il convie
préveni

12.10.6J2.2 Préséchage

2 Considérations sur le séchage

lophane

afin de
dépend

ent des

fibres, floques ou déco cartes
imprimées et/ou des spéciven lité, pour
éliminer| I'humidité ou acteurs tels que la vitesse du convoyelr (pour
I'essai fle soudurg & crature de l'alliage, la contamination du ¢ontenu,
peuvent aussi cohvient donc de les analyser si ces prpblémes
surviennent. |l conyvier ecimens dans un four convenable pour enlevier toute
humidité absorbée. { epips entre le séchage et I'essai ne dépasse pas 24 h.
La tempé sont a déterminer sur une base individuelle

Il convignt de ftes imprimeées seulement si le préséchage est normjalement
utilisé d Il convient de maintenir le sechage a un minimum,
mais al pour la procedure de production pour prévenir une okydation
excessi ¢e intermétallique

12.11 Essai 3X11: Evaluation de la carte multicouche par couches internes (& I'étude)

12.12 Essai 3X12: Adhérence de la finition organique de surface de la carte imprimée

(a I'étude)
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12.10.6.1 Flux considerations

12.10.6.1.1 Use of non-activated flux

Non-activated, pure rosin fluxes are specified for solderability testing for two main reasons: to
provide maximum sensitivity during the test and to provide a consistent base flux for testing
results. Activated rosin materials have different performance characteristics, both within a
manufacturer and between manufacturers. Therefore, for testing purposes they do not provide

as stable a base material as do the non-activated rosin materials.

12.10.6.1.2 Other fluxes

In certain cases |t may be necessary to use other than non actlvated flux pure rosin flux. It

must bdgT
results. Therefore it is important that if testlng is belng performed 5
supplier|locations, the same formulation shall be used by both.

12.10.642 Baking considerations

12.10.6{2.1 Baking/testing time delay

Hifferent
her and

The timge between baking and solderability testing sh0 S in prder to
prevent|re-absorption of water vapour into the lamina e The tual time is dependant
upon ambient temperature and humidity levels.

12.10.6J2.2 Prebaking

The oc blow holes, measling, blisters, or
delamin rds and/or test specimens,|prior to
soldering and/or solderabgity testi c moisture or solvents. Other factors, [such as
conveydr speed (for w i S yerature, contamination content, may also
be invglved in produ ¢ should be analysed if problemg occur.
Specime¢ns should , bleNoven to remove any absorbed moisturg. Time
between bake ¢ eed 24 h. Temperature and baking time |s to be
determined on anNpdiwi i

Printed only if prebaking is normally used as a production
procedure. ' bexkept'to a minimum, but at least be equal to the pr¢duction

proced * : sive pxidation and intermetallic growth.

12.11 NAssessment of multilayer printed board for inner layers

under consideration)

12.12 Test 3X12: Adhesion of organic surface finish to printed board
(under consideration)
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Annexe A
(informative)

Exemples r éalis és

Les exemples suivants sont ceux réalisés pour 'estimation de l'incertitude des essais relatifs
aux cartes imprimées variées:

Exemple 1:

Méthode: Mesurage répété d'un poids mort de 200 N (masse nominale) avec un tensiometre.

(Compa,

able 3 l'assai de force-d'arrachemaent da troumaétallisé)
aB+e—a+esSal-ae+ofrceoaHachiemehtaeHod-hRetaHse)

Données

Valeurs
Effectif o
Graduat

Moyenng:

Ecart st

Ainsi, I'i

brutes:

e «t» (du tableau):
‘échantillon (n):
on du cadran:

ndard (o,,_,):

9,

hcertitude

198,50 198,50 198,75
198,00 198,50 198,50
198,20 198,50 198,50
198,20 198,50 198,50
198,00 198,50 198,75

+1,1%
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